10

MEMORIA DESCRIPTIVA
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Cove, N.Y,, USA,; por: "PERFECCIONAMIENTOS

EN LA METALIZACION DE SUSTRATOS AISLANTES®
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Este invento se refiere a técnicas para metalizar sus-
tratos aislantes en lineas generales,.y para la fabricaoién de
cirecuitos impregos en particular.

Un objeto del presente invento es proporcionar nuevas
¥y perfeccionadas piezas en bruto aislantes las cuales son cate-~
1iticas respecto a la recepeidn de metal no electrolitico y
pucden metalizarse directamente, obviando con ello la necesidad

de tratemiento de superficie y/o sensibilizacidn.
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Otro objeto de este invento es fabricar objetos metaliza- ;

dos robustos y duraderos a partir de tales piezas en bruto aislan-

tes cataliticas. _
Un objeto de este invento es fabricar planchas de cir:

cuitos impresos a partir de iales piezas en bruto, incluyendo
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planchas de una capa, dos capas y capas miltiples.

Otro objeto de este invento es resalizar, a partir de ta-
les piezag en %bruto, planchas de cirecuitos impresos, incluyendo
planchas de una capa, dos capas ¥y capas miltiples, provistas de
pasgos conductores.

Un objeto mds de este invento es aporter téenicas para
producir planchas de circuitos impresos de alta intensidad, in-
cluyendo planchas de alta intensidad de una capa, dos capas y ca-
pas miltiples provistas de pasos conductores, om mds comdnmente
definidas, orificios traspasantes chapados.

Un objeto mds de egte invento es aportar materiales y
téenicas para producir nuevas y perfeccionadas armaduras de cir-
cuitos impresos.

Hasta ahora, en la fabricacidén de planchas de cireuitos
impresos que comprenden pagos conductores o paneles aislantes de
orificios traspasantes, ha sido préctica comin el tratar la su-
perficie y sensibilizar las paredes laterales que circundan los
pagos u orificios poniendo sucesivamente en contacto un sustrato
perforado con soluciones dcidas acuosas o iones de estafio esbanno~
g0 e iones de metales preciosos, como por ejemplo paladioc, o con
una solucidn simple &cidas acuosa comprensiva de una mezela de
iones de estaflo estannoso e iones de metales preciosos, tales

como iones de paladio. Por ejemplo, uno de dichos tratamientos
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implice sumergir el materdial de base aislante perforada primera-
mente en una solueién acuosa de cloruro estannoso con un valor

pH aproximado de 6,6 a 7,4 y laver a continuecidn, tras de lo oual
se sumerge el sustrate en una sélueién doida acuosa de cloruro de
palad;o con un valor pH aproximado de 4,8 a 5,4. En otro sistema,

se sumerge simplemente el sustrato perforado en una solucidn

acuosa 4cida, preparadors y sensibilizadors de superficie, de una
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sola fase, que comprende una mezecla de cloruro egtanmnoso y cloru-
ro de paladio.

Tales soluciones preparadoras y sengibilizadoras de su~
perficie poseen importantes limitaciones. Los pldsticos hidrofébi-
cos no pueden ser fdcilmente humectados con tales soluciones y
por lo tanto la sensibilizacidén obtenida con tales materiales es
de ordinario menos que satisfactoria. Cuando se utilizan tales so-
luciones preparadoras y sensiﬁilizadoras de superficie para sen-—
sibilizer paredes laterales de los orificios o0 pasos en paneles
provistos de chapa metdlice sobre una o mds superficies regpecti-
vas, el enlace entre el chapado del orificie y la chapa superfi-
cial tiende a ser débil. Esto es asi porque el uso de tales sis-
temas preparadores y sensibilizadores de superficie dan como re-
sultado un depdsito de una capa de tratamiento de superficie sobre
la chapa respectiva, incluyendo los bordes correspondientes que
ciroundan log orificlog. Este capa preparsdora de superficie difienl-
ta el enlace entre los bordes de la chapa superficial que circun-
dan los orificlios y el metal QE electrolitico depositado simulta-
neamente sobre los bordes ¥y sobre las paredes que rodean los ori-
ficios, Tambidn es frecuentemente necesariosobreponer metal adi-
cional sobre la chapa adherida directamente al sustrato por di- :
versgas razones. Asi pues, la chapa inicial puede no ser lo sufi- ;
ciente espese para el componente de circuito impreso deseado y por
congiguiente puede que haya que afiadir metal adicionsl con el fin
de espesar el disefio. Asimismo es frecuentemente necesario sobre-
poner gobre el revestimiento metdlico una capa de un metal dife-
rente con el fin de impartir caracteristicas esvecisles al cir-
cuito. De ordinario, se depositan por galvanizado o no electroliti~
canente metales como niquel, oro, plata j rodio, incluso mezclas

de tales metales, sobre una capas inicisl de chapa o0 revestimiento
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de cobre durente la fabricacidn de circuwitos impresos a partir
de laminados revestidos de cobre. Cuando se utilizan las solucio=-
nes preparadoras y sensibilizadoras de superficie del tipo desg-
orito en la fabricacidn de tales circultos, el enlace entre el
cobre ¥y ei metal posteriormente sobrepuesfo sobre el cobre también
tiende a ser débil. También aqui, la debilided es atribuiblé a
la capa formadora de superficie intermedia formada sobre el re-
vestimiento de metal por las soluciones preperddoras-sensibiliza-
doras del }tipo descrito.

Segin se desprende de la deseripeidn que sigue, el uso

de piezas en bruto cataliticas y composiciones del presente inven—

“to elimina la necesidad de tales soluciones preparadoras y/o

gensibilizadoras corrientes y por consiguiente elimina los pro-
blemes relacionados con el uso de las mismas. Resulta muy impor-
tante poner de manifiesto que el uso de piezas en bruto y compo-
siciones cataliticas de este invento asegura un fuerte enlace
entre la chapa laminada unida & la pieza en bruto catalitica y el
metal nerlectrolitico depogitado sobre.la misma, por ejemplo,
sobre las paredes que rodean los orificlos, toda vez qué no se ha-
lla presente ningune capa de tratamiento de superficie interme-
dia que obstaculice el enlace. También es importante el hecho de
que el uso de estas piezas en bruto y composiciones catal{ticas
conduce a la obbencion de fuerzas de enlace uniformemente ele-
vedas entre el propio sustrato aislante y el deposito de metal
no electrolitico.

Otros objetos y ventajas del invento se evidenciarén
aqui en parte y resultarén obvios o podrdn captarse mediante la

pfactica del invento, realizédndose y logrdndose los mismos por
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medio de las disposiciones y combinaciones puestas de manifiesto en
lasg reivindicaciones anexsas.
El invento consiste en las nuevas pirzas, construcciones,
disposiciones, combinaciones y perfecciohamientos aqui represen-
5e tados y descritos. Los planos que se acompafian y 2 los que se
hace aqui referencia y constituyen una perte respectiva, ilustran
ciertas formes de realizacidn del invento y, junto con la memoria
sirven pare explicar los principios del invento.
Las Figuras 1 y 2 son vigtas tridimensionales de cier-
10. +tas formas de realizacidn de las piezas en bruto de este invento;
Lgs Figuras 3 y 4, son vistes en seccion transversal de
otras formas de realizacion de las piezas en bruto cataliticas
de egte invento; »
Ie Figura 5, A-F, es una ilustracidn esquemdtica de
15. 1las fases utilizadas en la realizacidn de una plancha de cir-
cuitos impresos unilateral a vartir de le pieza en bruto de la
Figure 1;
Las TFiguras 6 y 7 son vistas en seccién trensversal de
formas de realizacion caracter{sticas de planchas de circuitos
20. impresos de orificios traspasantes chapados bileterales produci-
das de acuerdo con este invento utilizando las piezas en bruto
de las figuras 2 y 4, respectivamente;
La Figura 8 es una vista en seccidn transversel de une
plancha de circuitos de orificios trasgpasantes chapados unilate-
25+ ral fabricade a partir de la pieza en bruto de la Figura 3;
Las Figuras 9 y 10 son vistas en seccion transversal
que repregentan la forma en la cual pueden combinsrse las pie-
zas en bruto de este invento para formar planchas de circuitos

impresos de capas miltiples;
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Les Piguras 94, 9B, 104 y 10B son vistas en seccidn
transversal de planchas de circuitos impresos de orificios tras-
pesantes chapados de capas miltiples producidas combinando les
piszas en bruto ilusiradas en las Figuras 9 y 10;

las figuras 11-17 y 28 son vistas en seccidn transver-
sal de otras piezas en bruto cataliticos producidas de acuerdo
con este invento; .

Ies Figuras 114, 12B, 12, 14B, 158, 16B y 17B son vis-
tas en seccidn transversal de diversos articulos producidos a par-
tir de las piezas en bruto del presente invento;

las Figuras 18- 39 y 45-50 ilugtran procedimientos que
pueden usarse para producir planchas de circuitos impresos a par-
tir de las piezas en hruto de este invento, y/h otras formas de
realizacidn de planchas de circuitos impresos producidas de acuer-
do con las normas aqul contenidas; y

Ias Figuras 40-44 son copias que ilustran procedimientos
caracteristicos para fabricar circuitos impresos siguiendo las
ensefianzas de este invento.

En los planos, se usan similares nimeros de referencia
para representer piezas similares.

En la Figura 1 se representa une pisza en bruto que
comprende, en su forme més simple, una base aislante 10 que po-
see distribuido en le misma un agente 12 que es catalitico res-
pecto @ la recepeidn de metal no electrolitico a partir de una
solucidn de depdeito de metal no electrolitico. En lo sucesivo
cuando se emplee el término "catalitico" se hard referencia a un
material que posee- esta propieded, es decir, le facultad de re-
cibir un depbsito metélico cuando se expone a una solucidn de

depdsito de metal no electrolitico, o catalizar el depdsito de
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metal procedente de tal solucién. Fl agente catalftico 12 puede
disolverse o disperserse por tode la base 10. Asimismo, el pro-
pio material de bage aislante puede ser catalitico respecto o
la recepcién de metal no electrolitico, por ejemplo el materiel
de bage aislante puede estur formado en su totalidad o en par-
te por un compuesto aislante organo-metdlico catalitico respec~
to a la recepcion Ge metal no electrolitico. Sobrepuesto & la
bage 10 y adherido a la misme existe una pelicula o laminado
metdlico delgado uniterio e integrel 14 que con preferencia gubre
y forme sensiblemente parte de, es decir, posee los mismos 1{-
mites que, la superficie de la base 10. EL espesor de la peli-
cula metdlice 14 dependerd principalmente de la manera en que
esté fabricada y unide & la base 10, y tembién dependerddel uso,
definitivo & que se destine la pieza en bruto. De ordinario, la
pelicula metdlica poseeré un espesor aproximado de 0,05 micras
y 175 micras. En una forma de realizacidn preferida, la pelicu-
le metalica 14 es cobre. EL espesor de la pelicule metdlice 14, -
cuando esté hecha de cobre, serd con preferencia tal que su peso
variaréd entre aproximadamente 0,03 y 2 onzas por pie cuadrado.
Cuendo se sobrepone la pelicula metdlica 14 en la
bage 10 por medio de +técnicas de revestimiento metdlico co-
rriente, es decir, formando previamente una chapa delgada de me-
tal, por ejemplo mediante deplsito electrolitico, y lamindndolae
a la base, la chapa 14 poseerd de ordinario un espesor superior
e las 17 micras. Por otra parte, si la pelicula metdlica se PLO=
duce mediante depdsito de vapor o por la técnica de devdsito .
metdlico quimico no electrolitico agqui descrita, puede ser tan

fina como 0,05 micras.



De acuerdo con una forme de realizacidn preferide del
presente invento, la pelicula 14 se produce por depdsitn de metel
no electrolitico, con preferencis depdsito de cobre no electroli-
tico, y posee un espesor entre 0,05 y 30 micras aproximadamente

5. preferentemente entre 0,1 y 10 micras aproximadanente. Estas
peliculas del tipo descrito que poseen un espesor menor de 5 micras
¥y con preferencia entre 2 y 4 micras, ofrecen la propiedad de so-
meterse a un répido ataque quimico, segin se describe mds adelan~
be.

1o. En le Pigura 2, se representa una forma de realizacidn
de la pieza en bruto que comprende un elemento aislante 10 conten=
tivo de un agente catalitico 12. Adheridas a ambas superficies
de le base se hallan delgadas peliculas metdlicas unitariaes 14.

Las figuras 3 y 4 ilustran formas de realizacidn modi-

15. ficadas de la pieza en bruto representada en las figuras 1l y 2.
Asi, en la figura 3, la base catali{tica 10 tiene sohbrepuesta a
la misma una resine edhesiva aislante 18 que es a su vez cataliti-
ca respecto 2 la recepcién de metal no electrolitico. Le reéina
adhesiva 18 lleva disuclto o disperso en la misma un agente cata-

20. 1itico. Asimismo, la resina adhesiva 18 puede egtar fopmada en su
totalidad o en parte vor un compuesio orgeno-metdlico aislante
que es a su vez catalitico respecto a la recepcidn de metel no
electrolitico. La capa delgada de metal 14 va adherida a la base
10 por medio del adhesivo catalitico 18.

25. De manera similar, en la Figura 4 la base catalitica
10 estd revestide en ambas superficies con un efhesivo 18, que
es catalitico y delgedas peliculas metdlicas 14 ven adberidas

a ambas superficies de la base 10 por medio del adhesivo 18.
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Cuando ciertas formas de agente catalitico, por ejemplo
partieulas s6lidas, son usadas para preparar la base catalitica
10, exigte una tendencia por parte de las capas superficiales de
la base 10 a ser ricas en resing y bajas en catalizador. Como re-
sultado de ello, dependiendo de cdmo se fabrique la base 10,
ocurre a veces que la superficie de la base es no catalitica, ain
cuando el interior de la base 10 es altamente catalitica. Esta
situacidn se remedia revistiendo una o ambas superficies de la
base 10 con un adhesivo catalitico 18, segin gse representa en las
figuras 3 ¥y 4. Asimismo, dichas superficies vodrian hacerse cata~
l{ticamente activas tratdndolas con dcidos. Especialmente apropia~
dos son los acidos oxidentes tales como deidos sulfdrico, nitrico
¥ erdémico, incluyendo mezclas de los mismos. El tratamiento con
tales dcidos no sclamente hace la superficie cataliticamente acti-
va, sino que también sirve frecuentemente para mejorar en forma consi-
derablqel enlace entre la superficie y el metal no electroliti-
co depositado sobre la misma.

La Pigura 5 ilustra las fases que han de seguirse en la
fabricacién de una plancha de orificios traspasantes chapados uni~
lateral a partir de la pieza en bruto de la Figurg 1.

La Tigura 5A ilustra la pieza en bruto inicial que com-
prende una base catalitica 10 con una delgada pelicula metdlica
14 adherida a la superficie superior. La pelicula metdlica delga-
da puede sin que ello sea imprescindible ser contérmina con la
superficie superior.

En la Figura 5B, una méscara de resina negativa 20 ha
gido impreso sobre la chapa metdlica 14 dejando expuesto un di-

sefio positivo del circuito impreso deseado. En C, Figura 5 se ha
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dispuesto un orificio 22 punzonande o perforando de parte a pare
te la chapa 14 y la base 10, en un punto de interconexidn del cir-
cuito deseado. La vieza en bruto, seglin aparece en la figura 5C,
se sumerge a continuacidén en un bafio de chapado metdlico no.elec- 
5. trolitico del tipo aqui descrito para depositer metel 26 sobre la
pered 30 del orificio 22. Se deposita metel adicional 26 sobre la
superficie de la pelicula metélice 14 que no estd cubierte por
la méscara 20. Si se desea, puede acoplerse un electrodo & la
plancha después de heber formado la pared 24 mediante depdsito
10. no electrolitico y realizado el diseflo de circuito b paredes de
los arificios por depdsito electrolitico corriente de metal. Des—
pués de formar el circuito del deseado.espesor mediante depdsi-~
o no electrolitico o bien electrolitico, se trata la pieza en
bruto con un disolvente apropizdo para desprender le méscera 20.
15, la pieza en bruto, después de srrancar lz midscara 20, se repre-
senta en la Figura S5E. Finalmente, se somete el panel a2 une solu-
cidn corrosiva, como por ejemplo cloruro férrico, persulfato amd-
nico, y similar, cuando la pelicula metdlica 14 es cobre, para
de este modo desprernder la fina pelicula de cobre 34 que inicial-
20. nente estzba cubierte por la mdscara 20. Obsefveae que si la
pelicula metdlice 14 es fina, por ejemplo menor de 5 micras, no
habré necesidad ae enﬁascarar ¢lfiisefio de cireuito 26 o el chapa~—
do 24 sobre las paredes de los orificios 30 durante la fase de
ataque quimico, porque lo pelicula de metel 14 es tan extremada-
25, mente delgada comparada con el disefio de circuito 26 que se des-
prenderd antes de que tenga lugar ningin ataque quimico importen—~
te del circuito 26 o la pared chapada 24. Por supuesto, si la

pelicule metdlice inicial 14 es gruesa, el circuito 26 y la pared
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30 habrén de emmascararse antes de proceder a la operacidn de
ataque quimico.

La operacidn de ataque quimico puede llevarse a cabo
bien rociando la superficie del panel con una fina pulverizaecidn
de solucidn corrosiva o bien sumergiendo los paneles, que se
mantienen sobre una cremallera o sobre un transportador, en un
tanque agitado de solucidn corrosiva. Durante el ataque quimico,
la concentracidén de la solucidén correspondiente y el tiempo de
contacto se controlarén a fin de asegurar un desprendimiento com—
pleto de la fina capa de chapa de cobre en las zonas 34.

En la préctica de esta forma de realizacién de rdpido
ataque quimico del invento, la pelicula metdlica delgada 14 tiene
con preferencia un espesor que es menor de un 10% del espesor
del disefio de cirecuito deseado. Después del ataque quimico, debe
enjuagarse con agua el panel pars eliminar todos los productos
corrosivos e impedir de tal modo la contaminacidn de la superficie
0 bordes de los paneles. Si ge desea, puede chaparse el diseflo de
circuito con metales adicionales, tales como plata w oro, para una
baja resigtencia de contacto, o niquel o rodio para una elevada
registencia al desgaste. Cuando es necesario soldar orejetas u
otros objetos de metal al digefio, es conveniente chapar con oro o
soldadura el disefio conductor.

El procedimiento descrito anteriormente e ilugitrado en
la figura 5 puede también usarse para preparar una plancha de
circuitos impresos de orificios traspasantes chapados bilateral
del tipo representado en la figura 6, comengzando con una pileza en
bruto del fipo representado en la figura 2. Segln se representa
en la figura 6, la plancha de circuilto comprénde una base catali-
tica 10 con disefios de ecircuito 52 y 54 sobrepuestos en las su-

perficies inferior y superior, respectivamente. Conexiones tras-
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pasantes entre los disefios de eircuito son proporcionadas por
el orifieio 22, cuya ﬁared lateral estd revestida con metal 24,

La plancha de orificios traspasantes chapados de un
solo lado de la figure 8 se prepara aplicando la técnica ilus-
treda en la figura 5 y descrita anteriormente con relacidn a la
pieza en bruto de la figura 3.

Del mismo modo, la plancha de orificios traspasantes
chapados de dos lados representada en la figura %.se prepara
aplicando el procedimiento de la figure 5 en relacidén con la pie-
za en bruto de la figura 4. En la figura 7, los cireuitos 52 ¥
54 de lasg superficies inferior y superior, respectivamente, de
la base catelitica 10 se hallen conectados por medio del orifi-
cio traspasante chapado 22, cuyas paredes laterales estdn reves-
tidas con metal no electrolitico 24.

Los procedimientos para ﬁroducir planchas de circuitos
de capas miltiples a partir de las piezas én bruto del presente
invento se representan en las figuras 9, 9A y 9B. En la figura 9
a8 fepresenta una forma de realizacidn del invento en la cual una
pieza en bruto 500 que consta de una base aislante catalitica 100
con un disefio de circuito impreso 104 sobre una superficie va
laﬁinada a una pieza en bruto 600 que consta Unicamente de una base
de resina catalitica 106. A continuacién del laminado, puede for-
marse un disefio de eircuito 108 (figura 9A)directamente sobre la
superficie de base catalitica 106 imprimiendo un disefio negativo
del circuito con una mdscara resinosa no catalitica y sometiendo
después toda la plancha a un depdsito de metal no electrolitico.
Si se deseara, podrian disponerse orificios 110 en puntos de
interconexidn del circuito antes de sometér la estructura lamina-

da al depdsito no electrolitico, para de este modo formar simulté-

neamente un disefio sobre la superficie de base catalitica 106 y
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chapar las paredes lgterales 112 de log orificios 110. La plancha
de circuitos resultante tendria el aspecto que se muestra en la
figura 9A. También podria formarse un disefio de circuito 109 en
la superficie inferior 101 de la base catelitica 100 simulténes-
mente con el disefio de ecircuito 108 pars formar uns plancha con
el aspecto de la representada en la figura 9B.

| Segin se ha puesto anteriormente de manifiesto, sucede
con frecuencis que las bases cataliticas descritas en la presente
Memoria comprenden superficies ricas en resina que son no cataliti-
cas o poco cataliticas respecto a la recepeidn de metal no elec-
trolitico. Para remediar esta situacion, las planchas de capas
militiples representadas en las figuras 10A y 10B se preparan a
partir de los componentes representados en la Figura 10. Comen-
zando con una pilezse en bruto del tipo representado en la Figura
10, se forma un disefio de circuito 104 mediante una téenica de
impresidn y ataque quimico sobre el adhesivo catalitico 18 que a
su vez va unido a la base catalitica 100. A continuacidén, se so-
brepone una pieza en bruto 502 que comprende una base catalitica
106 revestida en ambas superficies con capas adhesivas cataliticas
18 sobre el disefio de circuito 104. A conbtinuacidén se forma el
disefio de circuito deseable 150 (figura 10A) sobre la capa exte-
rior del adhesivo catalitico 18 usando la técnica de aditivos de
depbsito de metal no electrolitico descrita anteriormente en re-
lacién con las figurss 9, 9A y 9B. También aqui, podrian disponer-
ge orificios 110 que definiesen cénexiones traspasantes en la es-
tructura laminada antes de someter el laminado al depdsito de
bafio no electrolitico para simulténeamente formar un disefio de
circuito 150 sobre tinta catelitica 18 y chapar las paredes 112
de los orificios. Un ejemplo caracteristico de una plancha de

circuitos de capa miltiple resultante formada de egta manera se
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representa en la figure 10A. Como puede verse por la figura 10A,
los disefios de cireuitos impresos 104 y 150 se hallan adheridos
a los elementos de base catalitica 100 y 106, respectivamente,
por el adhesivo catalitico 18. La unidad coﬁpleta ge mantiene
también unida con tinta de resina adhesive catalitica 18. Los
orificios 110 chapados con metal 112 proporcionan conexiones
traspasantes entre los cireuitos 150 y 104. Se comprender#hue
el ugo de las capas de tinta catalitica 18 en la forma de rea-
lizacidén de capas miltiples de las figuras 10 y 10A asegura con-
tre una discontinuidad en la pared lateral 112 del orificio trag-
pasante chapado 110 oonxigud al punito en el cual las capas sepa-
radas del circuito estdn unidas a sus bases respectivas. Si se
deseara, podris también formarse un disefio de circuito 151 sobre
la superficie 101 de 1la tase catalitica 100 simultdneamente con
el disefio de circuito 150 realizando una plancha de capaé milti-
ples que tendria el aspecto representado en la figura 10B. En
esta forma de realizacidn, se usard con preferencia una capa
adicional de tinta catalitica 18 para revestir la superficie 101
antes de producir el circuito 151 por la téenica de aditivos a
base de depdsito de metal no electrolitico descrita anteriormente.

Deve comprenderse que en las formas de realizacidén de
capas miltiples del tipo representado en las figuras 94, 9B, 10A y
10B, podrian formarse todos los disefios de circuitos mediante la
téenice de aditivos aqui deserite. De forma similar, segin ya se
ha puesto de manifiesto, podrian formarse todos los disefios de
cireuitos de tales formas de realizacidn mediante la téenica de
impresidn y ataque quimico.

Piezas en bruto cataliticas adicionales para ser usadas
en la confeccidn de circuitos impresos del tipo deserito se repre-

sentan en las Figuras 11—17.
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A veces es conveniente en planchas de un solo lado, de
doble lado y de capas miltiples poseer una superfiéie de la plan~
cha terminaoda completamente no catalitica. Piezas en bruto apro-
pladas para fabricar tales planchas se hallan representadas en
las figuras 11-15.

Asi, en la figura 1l se representa una pieza an bruto
gue consiste en una base aiglante catalitica 10 que posee una su-
perficie aislante no catalitica 11 bien unida a la misma o forman-
do parte integral con ella. La superficie aislante no catalitica
11 serd de ordinario contérmina con la superficie contigua de la
bage 10, En la figura 12 se.representa una pieza en bruto que
comprende una base aislante caitalitica 10 que posee superficies
aislantes no cataliticas 11 bien unida o formando parte integral
con ambas superficies de la bage 10, También aqui, las superficies
aislentes no catsliticas 11 seran de ordinario contérminas con
las superficies contiguas de lag base 10. ‘

En la figura 13 se representa una pieza en bruto que
comprénde una base aislente catalitica 10 que dispone de una su-
perficie aislante no catalitica inferior contérmina 11l. Adherida a
la superficie superior y con preferencia contérmina con la misma
existe un fina pelicula de metal 14.

En la figura 14 se representa una pieza en bruto dtil
para la fabricacidén de componentes de cireuito impreso que eoﬁprenp
de una base alslante catalitica 10 con una superficie aislante no
catalitica 11 contérmina con la misma. La superficie opuesto del
elemento de base catelitica 10 comprende una capa adhesiva aislénp
te catalitica 18 sobre la cual se sobrepone ung fina pelicule
metalica 14.

En la figura 15 se representa aun otra forma de reali-
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zaeldén de las piezas en bruto de este invento que comprende uns
base aislante catalitica 10 con una superficie aislante 1l que es
no catalitica y una segunde superficie aislante 18 que comprende un
adhesivo catelitico aislante del tipo aqui deserito.

Piezas en bruto adicionales que son apropiadas para ser
usadas en la preparacidén de ecircuitos impresos o generalmente en
la metalizacién de sustratos pldsticos se hallan representadas
en las figuras 16 y 17. En la figura 16, se halla representada
una pieza en bruto que comprende una bhase catal{tica aislante 10
con ung superficie que comprende un adhesivo catelitico aislante
18.

En la figura'l7, se representa otra pieza en brutb gue
comprende una base ailslante catalitica iO cuyas superficies com-
prenden un adhesivo aislante catalitico 18, Las piezas en bruto
de las figuras 16 y 17 son particularmente Gtiles para formar
las planchas de caﬁas miltiples de la Pigura 10,

Con preferencia, en aquellas formes de realizacidn del
invento que exigen un adhesivo catalitico 18, éste tomard la forma
de una regina adhesiva flexible del tipo que se describe més ade-
lante. Ias resinas adhesivas flexibles que son cataliticas respec-
to a la recepcién de metal no electrolitico y son también aislan-
tes por naturaleza, aseguran un fuerte y seguro enlace entre el
digefio de circuito y la base aislante catalitica.

Seglin se apreciard por cuanto antecede, todas las pie-
éas en bruto aguil deseritas pueden usarse para formar sustratos
aislantes metalizados direct@ﬁente sobre materiales de base ais-
lantes sin necesidad de tratar la superficie respectiva antes
de la metalizacidn,

Una indudgble ventaja de estas piezas en bruto en la

fabricacidn de eircuitos impresos es que pueden usarse para
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producir directamente planchas de circuitos impresos robustas
¥y seguras con orificios traspasantes chapados. El uso de tales
piezas en bruto elimina el tratamiento previo y/o sensibilizacién
de superficie que congtituyen las fases Ge la practica comin junto
con los problemas inherentes asociados con dicha prdctica.

Las bases alslantes cataliticas que contienen superficies
no cataliticas pueden formarse de diferentes formas. Asi, la ba~
ge aislante catalitica podria formerse con una minima ceptidad de

agente catalitico s fin de asegurar que la superficie de la base

. es extremadamente fuerie en cuanto a asiglamiento y extremadamente

floja en cuanto a catalizador. Cuando se forman, tal base, o la=-
minados impregnados con la misma, poseerdn superficies sensible-
mente no cataliticas el depdsito de metal no electrolitico.

Asimismo, podria prepararse una bese aislante cataliti-
ca rica en catalizador y revestir a continuacidn una o ambas superfi-
cies respectivas con una pelicula o adhesivo aislante no cataliti-
eo: Por ejemplo, cuando se hace la base catalitica impregnando pa-
pel o sustrato fibroso, por ejemplo, fibra de vidrio, con resina
catalitica, podria sobreponerse una capa findl de gel a base de re-
sina no catalitica sobre la estructura laminada durante la fabrica-
cién para producir la superficie no catalitica. También podria unir-
se una pelicula de resina no catalitica a los sustratos tras comple-
tar la laminacidn, ,

En la fabricacidn de meteriales de base cataliticosy adhe-
sivos deseritos, se distribuye un agente que es catalitico respecto'
& la recepcidén de metal no electrolitico a través de toda una base
aislante o adhesivo, como por disolucidn, dispersidn, o haciendo
reacclonar una parte o todo el material de la base o adhesivo con un
agente catalitico a fin de formar un compuesto quimico o complejo

que es en si catalitico respecto a la recepcidén de metal no elec-
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trolitico. Iia base resultante o adhesivo serd catalitico respecto
a la recepcidn de metal no electrolitico por todo su interior.

Lag superficies expuestas de los materisles de base
cataliticos del presente invento son cataliticas respecto 2 la
recepeidn de metal no eleetrolitico, o pueden hacerse cataliti-
cas sometidndolas a una relativamente suave abrasidén o gtague
quimico o revistiendo la superficie con adhesivos cataliticos del
tipo degerito.

Por consiguiente, puede ficilmente sobreponerse una
pelicula de metal segin se representa en las figuras 1-4 sobre
tal basé simplemente sumergiendo ésta en una solucidn de depd-
sito de metal no electrolitico del tipo que se describird mis
adelante. Asimismo, la base catalitica podria en realided revestir-
‘e con una chaps metdlice delgada, usando revestimienio metdli-
c0 corriente o técnicas de laminacidn, por ejemplo uniendo a la ba-
se una chapa delgadae de metal.,

En las figuras 18-27 se representan esquemdticemente
procedimientos alternativos para realizar circuitos impresos de
capas miltiples a partir de una base catalitica aislante reves—~
tida de metal mediante la técnice denominada de impresidn y ata-
aque quimico. Estas formas de realizacidén resultan apropiadas pa-
re ger utilizadas con piezas en bruto en las cuales se oubre la
base catalitica con una gruese chaps metdlica. Con preferencia, no
obstante, las técnicas de estas figuras serdn practicadas con
un revestimiento de material de base catalitico con una chapa me-
tédlica delgada, por ejemplo inferior a 30 micras, y preferentemen-
te menor de 5 micras. de espesor.

En A -figura 18- se representa un laminado de revesti-
miento metdlico que posee un ndcleo catalitico aislante o base

10 cubierto por una chapa metdlica delgada 14.
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En B ge imprime el laminado por medio de un negativo
de fage y repeticidn 16 con un material resistente a los dcidos
15.

El aspecto del laminado a continuacién de la impresidn
se representa en C., Después de la impresidn, se somete la chapa
no protegida por la capa resgigtente a los dcidos 15 a un atague
quimico para formar un disefio conductor 14-15 representado en
la figura 18D. Después del ataque quimico, se desprende le capa
protectora 15 dejando un primer disefio conductor de chapa meta-
lica 14 adherido a la base 10 geglin se representa en la figura
18E. En la figura 18F, se sobrepone una capa de resina aislante
catalitica 19 sobre la base 10 y disefio de circuito 14. Segin
se muestra en la figura 18G, se imprime a continuacidén una més-
care negativa 17 sobre la tinta catelitica 19 dejando expuesto wm
digefio positivo 9 de un segundo circuito impreso. A continuacidn,
ge disponen orificios 22 en el panel en puntos de interconexién,

gegin se muestra en la figura 18H. Finalmente, se sumerge el pa-

. nel en una solucidn de depdsito de metal no electrolitico a fin

de depositar metel no'electrolitico 24 sobre las paredes que cir- -
cundan los orificios 22 y sobre el disefio expuesto 9 de tinta ca-
talitica 19 para formar un segundo disefio de circuito 54. Ia mée-
cara resinosa 17 puede ser una mdscara permanente o bien despren~
derse a continuacidn del depdsito de metal no electrolitico. El
digeifio impreso puede formarse sobre las piezas en bruto revegti-
das de metal de este invento en formas diversas.

En la denominada técnica fotogrifica, se limpia y desen~
grage la superficie y se extiende uniformemente un esmalte sensi-
ble a la luz sobre la chapa de metal y se seca.

También podria utilizarse el sistema fotogréfico de
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impresidén para producir la mdscara en el proceso aditivo para
producir un disefio de circuito mediante las técnicas de depdsito
de metal no electrolitico descritas anteriormente. Siempre que
se desee, el esmalite sensible a la luz puede hacerse cataliti-
co a la recepcidén de metal no electrolitico disolviendo o disper-
sendo en el mismo un agente que sea catalitico respecto a la re~
cepeidn de metal no electrolitico.

Para largos ciclos de produceidn, el sistema fotogri-
fico de impresidn tiende a ser lento & cogtoso, ¥y como resultado
de ello, la impresidn resistente a la corrosidn se llevard a cabo
de ordinario por el procedimiento "offget" en una prensa al reg-
pecto o mediante impresidn por cliché de estarcir en uns prensa
de imprenta de pantalla acionads a mano o automiticamente., El
negativo de fase y repeticidn se usa para producir, en el caso de
una prensa de imprimir en offset, una placa de impresidn en offset.
La tints resistente a los dcidos es transferida por un rodillo cu-
bierto de caucho desde la placa de impresidén a la base forrade de
metale

En 1la impresién-de pantalla, se usa el negativo de fase ¥
repeticidn para producir un cliché de estarcir sobre la malla de
seds o alambre de la estructura de pantalla. El cliché de estarcir
se hace fotogrificamente a partir del negativovy lo reproduce exac-
tamente, |

Independientemente del tipo de impresidn empleado, se
comprenderd que puede imponerse sobre la base uns imagen positiva
0 negativa de los digefios conductores deseados, con adecuadas mo-
dificaciones para asegurarse de que se obtlene finalmente el disefio
conductor final deseado.

Cuando se emplea la impresidn por procedimiento "offset"

o por cliché de estarcir, la tinta due se usa pera imprimir es
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rogistente a los dcidos, de tal manera que las partes de la cha-

pa. de nmetal cubiertas por la misma no se ven afectadas por la go-
lueidn corrogiva cuando me pone la placa en contacto con la misma,
Tales tintas registentes a los dcidos son bien conocidas en la
indusgtria, y comprenden de ordinario resinas tales como acetato

de celulosa, butirato de celulosa, casein-formaldehido, anhidrido
egtireno-maleico, y similares. Tales materiales son resistentes

a los dcidos pero pueden desprenderse fdcilmente cuando se desea
mediante disolventes corrientemente digponibles o similares.

Las doluciones corrosivas comunmente utilizadas con
materiales revestidos de cobre incluyen persulfato amdnico o clo-
ruro férrico. La operacidn de ataque quimico se lleva a cabo ro-
ciando la superficie del panel con una fina pulverizacidn de la
solucidn corrosiva o bien sumergiendo las ldmines impresas, que
se mantienen en una cremallera o sobre un trans?ortador, en un tan-
que agitado de la solucidn corrosiva. La operacidn de ataque qui—
mico es controlada por la concentracidén de la solucidn corrosiva
¥y el tiempo de contacto, ¥y estas variables deben controlarse
enpiricamente con sumo cuidado para obiener buenos resultados.
Después del ataque quimico, ge emplea un procedimiento a base de
enjusgue con agua para desprender todos los productos quimicos
corrosivos, evitando de tal modo la contaminacidn de la superficie
o bordes del panel, '

Con frécuencia, un cirecuito a base de chapa de cobre
gimple no resulte adecuado., Si, por ejemplo, si el digefio de
eircuito ha de usarse como conmutedor, anillo colector, o interrup-
tor, puede ser necesario chapar el disefio de circuito con niquel,
rodio y similares metales altamente resistentes al desgaste, los

cuales pogeen una baja resistencia de contacto. Cuando eg necesario
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soldar orejetas u otros objetos de metal al dimefio, es conveniente
chapar el disefio conductor con material de soldadura.

En la figura 19 se describen esquemdticamente las fases
de otro procedimiento para fabricar planchas de circuitos impresos
de orificlos traspasantes chapados de doble lado usando las bases
cataliticas aislantes forradas de metal del presente invento.

En la figura 194 se representa una pieza en bruto que
comprende una base catalitica 10 revestida en ambas superficies
con una chapa metdlica 14. En la figura 19B, se forma un disefio
positivo del circuito deseado gsobre la superficie de la pieza en bru-
to ilmprimiendo un disefio positivo del ecircuito deseado sobre cada
superficie con una tinta resistente a los dcidos 15. En la figura
19C, el metal de ambas superficies en la zona no cubierta por la
médscara ha sido sometido a ataque gquimico con el fin de desprender

la chapa metdlica. En la figura 19D, ha sido desprendida la capa

resistente a los deidos 15 y se ha revestido el panel en ambas

superficies con una capa de mdscara no catalitica aislante 17.4
continuacién se forman orificios 0 aperturas 22 en el panel segun se
nuestra en la figura 19E., Puede usarse cualouier procedimiento
apropiado tal como punsonado, perforacidn, ataque quimico, y
similar, para formar los orificios 22. A conbtinuscidén se somete

el panel a un depdsito no electrolitico durante un perfodo de tiempo
apropiado pare formar un depésito adherente de metal no electroli-
tico 24 sobre las peredes laterales de los orificios 22 para de es-
te modo conectar los disefios de circuito a ambos lados de la base
catalitica 10, apareciendo el circuito terminado segin se muestra
en la figura 19F. Si se desea, puede desprenderse la mdscara 17
para formar, como el c¢ircuito terminado, la plancha traspasante

chapada de dos lados que se representa en la figura 19G.
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La figura 24 ilustra las fases que han de seguirse
utilizando el procedimiento de la figura 19 para fabricar una
plancha de cuatro capas a partir de las piezas en bruto repre-
sentadas en la figura 244 y la figura 24B. En la figura 24, el
nimero de referencia 10 es una base aislante catalitica, 14 es
una pelicula delgada de metal adherida a dicha base, 201 es una
miscara resinosa no catalitica aislante, 110 es um orificio,
¥ 112 es un depdsito de metal no electrolitico que reviste las
paredeg de los orificios 110.

En 1la figurs 20 se describe esquemdticamente otra for-
ma de realizacidn del presente invento,

En la figura 20A se representa una pieza en bruto
que comprende una base catalitica 10 revestida en ambag super-
ficies con une chapa metdlica 14 y provista de aberturas u orificibs
22 en puntos predeterminados. En la figura 20B el material reveg-
tido de metal que contiene lasg aberturas 22 se expone a una so-
lucidn de depdsito de metal no electrolitico para formar un de-
pbsito fino y uniforme de metal no electrolitico 25 sobre la cha-
pa 14 y sobre la pared lateral 24 que circunda el orificlo, En
la figura 200, la pieza en bruto ha sido impresa con un disefio
resistente a la corrosidén 36 usando la téenica fotografica des-
erita anteriormente. Gomo podrd observarse, la capa resistente
a la corrogidn 36 se extiende a través de los orificios 22 y pro-
tege el depdsito de metal no electrolitico en los orificios. En
la figura 20D, la pieza en bruto ha sido sometida a atagque quimi-
co para formar el disefio de circuito con orificios traspasantes
chapados. En la figura 20E, se ha desprendido el disefio resisten~
te a la corrosidén 36 para former el circuito completado. En la

forma de realizacidn de la figura 20, después de haber formado
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" las paredes 24 de los orificios 22 mediante depdsito no electro-

1{tico, podria formarse el espesor del disefio de circuito y el

orificio traspasante chapado mediante técnicas electroliticas co-

. rrientes, si se deseara. Por ejemplo, podria imponerse una misca-

ra negativa sobre la superficie de la pieza en bruto a continua-
cién del depdsito no electrolitico de fase B, y someter la pie-
za en bruto a depdsito electrolitico para formar el disefio de
circuito.

En la figura 21 se representa esquemdticamente otro mé-
$0do para formar planchas de circuitos impresos con orificios
traspasantes chapados de dos lados,

En la figura 21A se representa ung pieza en bruto que
comprende una base catalitica 10 a ambos lados con una chapa metd-
lica 14. La base catalitica 10 ha sido preparada o adecuadamente
tratada para asegurarse que sus superficies superior e inferior
no son cataliticas respecto a la recepcidn de metal no electro-
1itico. 8i se deseara, podria usarse una pieza en bruto del tipo
deserito en la figurs 12, cubierta de metal en ambas superficies,
como la base 10 en la forma de realizacidn de la figura 21 . Ia
pleza en bruto se imprime con un disefio positivo de capa resis-
tentes a la corrosidén 36 segin se representa en la figura 21B.

A continuacidén de la impresidn, se somete la placa a ataque
quimico para dejar intactas las partes conductoras del disefio,
habiéndose grabado al dcido la parte restante de la chapa segin
se muestra en la figura 21C. A continuacidn se desprende la ce-
pa resistente al dcido 36 de tal modo que el panel aparece como
se representa en D en la figura 21. Tras desprender la capa re-
sistente a la corrosidén, se sumerge el panel en el basfio de cha-
pado no elec%rolitico para depositar un depdsito uniforme de

cobre no electrolitico 38 sobre la chapa 14 y sobre las paredes
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En la figura 22 se describe esquemdticamente la secuen-
cia de fases en la formacidn de una plancha de orificios traspa-
gantes chapados de cuatro capas utilizando el procedimiento de
la figura 18 segin se describe anteriormente. Dado que los ni-
meros de referencia de la figura 22 son idénticos a los de la
figura 18 y que el procedimiento de la figura 22 es idéntico al
de la figura 18, el procedimiento usado en la figura 22 se expli-

ca por si mismo.

En la figura 23 se representa otra forma de realizacidn
para fabricar planchas de circuitos impresos de orificlos tras-
pegsantes chapados usando piezas en bruto del tipo descrito. En

la figura 23A se representa una pieza en bruto que comprende una

‘bage catalitica 10 provista de orificios 22. Se imprime un di-

gefio negativo del circuito impreso deseado gobre la base 10 con

una tinta aislante. Da miscara negativa 7 es no catalitica, La

pieza en bruto se somete a continuacidn a un depbsito de metal

no electrolitico a fin de depositar una fina pelicula de metal

no electrolitico 5 sobre la parté de la superficie superior de

la base no cubierta por ls mdscara 7, sobre las paredes que ro-

dean los orificios, y sobre la superficie inferior 1 de la base 10.
La superficie inferior 1 de la base 10 se cubre a conti-

nuacidn con una capa resistente 71 segin se represente en la figu-

ra 23C y despuds se conecta la pieza en bruto como un electrodo

en una solucién de depdsito de metal electrolitico para formar

el disefio de circuito 5 electroliticamente segliin se muestra en

69 (figurs 23D). Asimismo, el disefio podria formarse mediante de-

pésito de metal no electrolitico. Después de formar el disefio de

cireuito, incluyendo las paredes de los orificios, se arrancan
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Yas méscaras 71 y 7 de le pieza en bruto y se somete a ésta a un
suave ataque quimico para desprender la fina pelicula de metal no
electrolitico 5 que permanece sobre la superficie inferior 1. En
la figura 23D se representa la planche de circuitos terminads
tras el desprendimiento. Si se desears, podria arrancarse la mis-
cara 7 antes del galvanizade o antes de aplicar la mascara Tl.

En la figura 25 se muestra una ilustracidn esquemdti-
ca de las fases que podrian usarse para producif cireuitos im=
presos siguiendo une forma de realirzacidén modificeda del proce-
dimiento de la figura 23. En la figura 25A ée representa una pie-
za en bruto compuesta por uns base catalitica 10 cubierta a ambos
lados con una pelicula metdlice fina, por ejemplo inferior.a 1
nicra, l4. Se disponer orificios 22 en la piegza en bruto en puntos
de perforacién preseleccionados. En la figura 25B la pieza en
bruto ha sido revestida en su superficie inferior con una caps re-
sinosa no catalitica 601. Asimismo se ha imprimido una imagen ne-
gativa del disefio de circuito deseado sobre la superficie superior
de la pieza en bruto segin se muestra en 601l. La siguiente fase
del procedimiento es exponer la pieza en bruto a una solucidn de
metal no electrolitico, depositando con ello metal no electro-
1itico 24 sobre las paredes que rodean Llos orificios y también
sobre las zonas de la pelicula metdlica superior 14 no cubiertas
por la mdscera 601, con 1o cual se impone un disefio de circuito
602 sobre la superficie superior de la pieza en bruto. A conti~
nuacidn, se desea, puede sujetarse la pieza en bruto como un elec-
trodo en une solucidn de depdsito de metal electrolitico a fin
de depOsitar metal adicional 24A sobre las paredes que rodean 10s
orificios y también para formar el disefio de circuito 602 segin

se muestra en 602A. Cuando se ha dado al disefio de circuito y a
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las paredes el espesor deseado, se somete la pieza en bruto a un
disolvente apropiado para desprender la mascara 601. A continua-
¢idn, se somete la pieza en bruto a un bafio quimico adecuado pa~

ra degprender la capa delgada de metal 14 en la superficie inferior
de la base catalitica 10, y en 1a superficie superior de la base

10 en las zonas previamente cubiertas por la méscara 601l. Después
del atague quimico, el circuito completado tendrd el aspecto indi-
cado en la figura 25D,

Lasg planchas de circuitos impresos representadas en la
figura 11A podrian formarse a partir de la pieza en bruto de la
figura 11. Asi, una mdscara negativa del circuito podria sobre-
ponerse sobre la superficie superior 41 de la base catalitica 10
representada en la figura 1l. Log orificios que definen perfora-
ciones, si se deseara, podrian hacerse en la base 10. En’este ca~ '
so0 se expondria la totalidad de la pieza en bruto a una solucidn
de depdsito de metal no electrolitico con el fin de depositar
metal no electrolitico sobre el area de superficie 41 no cubierta
por la mdscara ¥y sobre las paredes laterales de 1bs orificios, °
tras de lo cual se desprenderis la mdscara. La plancha de circuito
terminada se representa en la figura 11A, en la cual 46 representa
el digeiflo de circuito impreso que incluye orificiog 22 con pare-
des chapadas 24. La plancha posee una base aiglante no catalitica 11.

Ia pieza en bruto de la figura 12 podrie usarse para ha-
cer planchas de orificios tragpasantes chapados del tipo represen-
tado en le figura 12B. Las superficies superior e inferior 11 del
circuito de la figura 12B son no cataliticas, segin se.ha puesto
de manifiesto anteriormente. Fl circuito de la figura 12B se formg
disponiendo orificios 22 en la pieza en bruto de la figura 12 y

sometiendo después ésta a una solucidn de depdsito de metal no
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electrolitico para chapar las paredes 24 de los grificios 22, ILa
pieza en bruto de la figura 12 podria estar provista de una red
de orificios dispuestos en forms desordenada o en una relacién
predeterminade o en un disefio a modo de enrejado, segin se re-
presenta en la figura 12¢. Cuando se exponen a una solucidn de
metal no electrolitico, las paredes de los orificios 22 que for-
man el enrejado en la figura 12C podrian chaparse como se mues-
tra en 24 en la figura 12B., La forma de realizacidn de la figura
12C podria por tanto usarse para producir de una Fforma simple
una base de plancha de orificios traspasantes chapados para mon-
tar componentes eléctricos ¥y una amplia variedad de otros usos
en diversas industrias, por ejemplo, la industria electrdnica.
Tos orificios en la forma de realizacién de la figura 12 podrian
tener los mismos ° diferentes didmetros y estar regular o irre-
gularmente espaciados.

La plancha de circuitos impresos representada en la
figura 15B puede realizarse facilmente 2 partir de la pieza en
bruto de la figura 15 usando el proceso de aditivos descrito antew-
riormente en relacidén con la figura 12B. La plancha de circuitos
de la figura 15B comprende una base catalitica 10 revestida con
una resina catalitica 18 sobre la cual se sobrepone un disefio
de circulto 46 que dispone de orificios 22 con paredes chapadas
24. La superficie inferior de la base 10 comprende una superficie
no catalitica 11.

La figura 15B representa una plancha de circuitos forme-
da por el procedimiento de aditivos a base de depdsito de metal
no electrolitico descrito anteriormente a partir de la pieza en
bruto de la figura 16. De modo similar, la figura 17B representa
una plancha de orificios traspasante; chapados de dos lados produ-

¢cida por el proceso de aditivos por depdsito de motal no elec-
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trolitico descrito anteriormente a partir de la pieza en bruto
de la figura 17.

La figura 14B representa una plancha de cireuitos for-
mada a partir de la pieza en bruto de la figura 14. Comprende
una base catalitica 10 con una superficie inferior aislante no
catalitica 11, La superficie superior comprende una tinta re-
ginosa adhesiva catalitica 18 sobre la cual se sobrepone un dise-
o conductor que comprende la chapa de metal 14 y el depdsito de
metal no electrolitico 801. Bl circuito también contiene orificios
22 con paredes chapadas 24.

Las bases cataliticas y tintas cateliticas & que se
hace aqui referencia son composiciones que comprenden un égente
catalitico respecto a la recepcidn de metal no electrolitico.

Bl agente catalitico puede ser un metal de los Grupos
VIII y 1B de la Mabla Periddics de Elementos, tal como niquel, oro,
plata, platino, paladio, rodio, cobre e iridio. También pueden
utilizarse los compuestos de tales metales, incluidas las sales
y 6xidos respectivos.

' Para fabricar la base catalitica 10 pueden utilizarse
diversas téenicas. Asi, podria usarse una resina que tuviera dis-
perso o disuelto o reaccionase o formar complejo con la misme un
agente catalitico para impregnar laminados tales como papel, madera,
vidrio fibroso, fibras de poliéster y otros materiales porosos.
Egtos materiales bisicos, por ejemplo, podrian sumergirse en la
regina catalitica o ésta podria pulverizarse sobre el material de
bage, tras de lo cual podrian secarse dichos materiales en un hor-
no hagta que se evaporase todo el disolvente, dejando un laminado
del tipo deserito impregnado con la resina catalitica. Si ge desea-

ra, podrian unirse los laminados para formar una base de cualquier

gruegso deseado.
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Asimismo, el agente catalitico podria disolverse o reac-
cionar o formar comple jo coh un material resinoso, que a su vegz
podria moldearse en una base del tamafio deseado, por ejemplo me-
diante moldeado.

Otra forma de realizacidn podria ser preformar o premol-
dear finas peliculas o tiras de resina no polimerizada que tuvie-
ran disuelto o disperso o reacionaran o formaran complejo con un
agente catalitico, ¥y a continuacidn laminar una pluralidad de las
tiras juntas para formar una base aislante catalitica del espesor
deseado. En cualquier caso, se comprendera que el interior de la
base aislante serd catalitico en su totalidad, de tal modo que,
cuando se formen orificios o abertupas en cualquier parte de la
misma, las paredes de los orificios o aberturas serdn sensibles
respecto a la recepcidn de metal no electrolitico a partir de una
solucidn de depdsito quimico de metal no electrolitico tal como
una solucidén de cobre no electrolitico. '

Segin se ha puesto de manifiesto anteriormente, la super—
ficie de la base catalitica aislante puede ser o no catalitica,
segin como esté hecha. La superficie podria hacerse catalitica
por medios mecdnicos, tales como una suave abrasién, por ejemplo
mediante inyececidn de arena,o por medios quimicos, como tratamien-
to con disolventes quimicos, corrosivos, soluciones laminadoras,

y similares. Segin se indica anteriormente, un tratamiento quimico
preferido para hacer la superficie catalitica y mejorar la adhe-
gidn es tratar la superficie con dcidos, con preferencia dcidos
oxidantes, por ejemplo, nitrico, erémico y similares. Asimismo,
la superficie o superficies expuestas de las bases cataliticas po-
drian hacerse cataliticas revistiéndolas con una fina pelicula de

los adhesivos o tintas cateliticas del tipo aqui descrito.
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Al fabricar bases cataliticas del tipo descrito, en las
cuales s¢ disuelve el agente catalitico en la resina, es conve-
niente disolver inicialmente el agente catalitico en un disolven~
te gpropiado antes de incorporarlo a la resina. Después puede evapo-
rarse el disolvente durante la cura de ia regina.,

En otra forma 3¢ realizacidn, podria usarse una solu-
cidén del agente catalitico para tratar un polvo rellenador adsor—
bente impregnado éste con un agente catalitico. El agente cata-
1itico convenientemenie impregnado podria después incorporarse
a la base de resina. Los rellenadores caracteristicos son los que
ge usan de ordinario en las resinas y plédsticos. Como ejemplos
pueden mencionsrse silicato de aluminio, gel de silice, arcilla,
tal como caolin, atapulgita, y similares.

Los agentes cataliticos del tipo deserito podrian tam-
bién incorporarse a la resina durante su fabricacidén en forms,
por ejemplo, de un polvo moldeador. Este podris extrusionarse a
continuacidén o de otro modo trabajarse para formar un articulo
plastico que seria catalitico,

Ia base aislante catalitica no necesita gser orgdnica.
Asi, podria formarse de materiales aislantes inorgénicos, por
ejemplo arcillas inorgénicas y minerales tales como cerémica,
ferrita, carborundo, vidrio, mica aglutinada de vidrio, esteatita
y similares. Aqui, el agente catalitico podria afiadirse a las
arcillas inorgénicas o minersles antes del cocido. ®

El término "catalitico" segin aqui se usa se refiere
e un agente o material que es catalitico respecto a la reduccidn
de los cationes metdlicos disueltos en soluciones de depésito

de metal no electrolitico del tipo que se deseribird mds adelante.

" La cantidad de agente catalitico usado en las bases y resinas adhe-

givas descritas variard segin el agente y la forma en la cual se
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use desde aproximadamente 0,0005 a 80%, de ordinario entre apro-
ximadamente 0,) a lo%, basado en el peso combinado del material
de base o resina adhesiva y catalizador.

Entre los materiales organicos que pueden usarse para
formar las bases aislantes cataliticas y adhesivos aqui descritos
pueden mencionarse resinas termoestables, resinas termoplisti~
cas y mezclas respectivas.

Entre las resinas termopldsticas pueden mencionarse
las resinas de acetal; acrilicas, tales como acrilato de metilo;
resinas celuldsicas, tales como celulosa etilica, acetato de celu-
losa, propionato de celulosa, butirato acetato de celulosa,
nitrato de celulosa y similares; poliéteres clorados; nylonj
polietileno, polipropileno; poliestireno; mezclas de estireno,
tales como copolimero acrilonitrilo-estireno y copolimeros acri-
lonitrilo-butadieno-estireno; policarbonatos; policlorotrifluoro~
etileno; y polimeros y copolimeros de vinilo, tales como acetato
de vinilo, aleohol vinilico, vinil butiral, ecloruro de vinilo,
copolimero cloruro vinilico-acetato, cloruro de vinilideno y for-
mal vinilo,

Entre las resings termoestables pueden mencionarsge
ftalato de alilo; furanoj melamina-formaldehido; fenol formalde-
hido y copolimero fenol-furfural, solas o compuestas con butadie-
no acrilonitrilo -copolimero- o copolimeros acrilonitrilo-buta-
dieno-estireno; ésteres poliacrilicos; silicios; urea formalde-
hidos; resinas epoxi; resinas elilo; gliceril ftalatos; poliés—
teres; y similares.

Pare la fabricacidn de circuitos impresos, el sdhesivo
cetalitico comprendersd de ordinario una resina adhesiva flexible,
sola o en combinacidn con resinas termoestables del tipo deserito.

Tas resinas adhesivas flexibles caracteristicas que pueden usarse
a
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en tal sistems son las resinas epoxi adhesivas flexibles, resinas
de gcetal polivinilo, alcohol polivinilico, acetato polivinilico,
¥ similares. Preferidos para uso como resina adhesiva son caucho
netural y sintético, tal como caucho clorado, copolimeros de bute-
dieno acrilonitrilo, y polimeros y copolimeros acrilicos.

Las resinas adhesivag®del tipo descrito poseen unidos
e las mismas grupos polares, tales como nitrilo, epdxido, acetal
e hidrézilo. Taeles resinas adhesivas copolimerizan con y plastifi-
can cualesquiera resinas termoestables que puedan hallarse presentes
en el sistema, y solas o en combinacidn cbn las resinas termoesta~
bles imparten buenas caracteristicas adhesivas por medio de la ac-
cién de los grupos polares.

Los adhesivos cataliticos comprenderdn una resins adhe-
sive del tipo degerito que posea disueltos o dispersos o reaccionen
o formen complejos con la misma uno o mas de los agentes cataliti-
cos del tipo descerito anteriormente.

Cuando se halle presente en una resina adhesiva del tipo
descrito, independientemente de la forma en que se incorpore, el
agente catalitico, segin el tipo, estard presente en cantidades que
varien desde una pequefia fraccidén, por ejemplo 0,0005, a aproximada-
mente 80%, basado en el peso combinado del material resinoso adhe-
sivo y catalizador. La concentracidén particular usade dependerd en
gran medida de los materiales usados,

Formulaciones caracteristicas para adhesivos o tintas
gislantes cataliticas y bases aislantes cataliticas apropiadas para

ser aqui utilizadas se facilitan en la solicitud asimismo pendiente

n? 218.656, que a su vez es una continuacién en parte de la paten-

te U.S.A. 2,226,256, y tambien en la No. 390.624, cuyas descrip-

ciones de solicitudes y patente son aqui incorporadas por referencia.
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hace referencia en el parrafo anterior, los compusstos cataliticos
preferidos para disolucidn, dispersién, reaccidn quimica, o forma-
¢ién de complejo con resinas del tipo descrito son los metales de
los Grupos IB y VIII de la Tabla Periodica de Elementos, o

sales u Oxidos respectivos, tales como cloruros, bromuros, fluo-
ruros, acetoacetatos etilicos, fluoroboratos, yoduros, nitratos,
sulfatos, acetatos y Oxidos de tales metales. Especialmente utiles
son paladio, oro, platino, cobre, cloruro de paladio, cloruro de
oro, cloruro de platino y éxido de cobre solos o en combinacidn
con cloruro estannoso.,

Segin ‘'se ha puesto anteriormente de manifiesto, las
bases cataliticas o. adhesivos de este invento pueden contener una
0 més resinas, o une mezela de uno 0 mds disolventes con una o més
resinas. Te cantidad de compuesto catalitico disuelto en la resina
variaré de ordinario de aproximadamente 0,0005 a 25% en pess; o
ineluso mds cuando sea necesario. Con preferencia, la concentracidn
del compuesto catalitico serd inferior a un 10% en peso.

A continusecidn se facilitan ejemplos caracteristicos de
las bases cataliticas v adhesivog susceptibles de usarse en el

presente invento:

EJEMPLO 1
Butirolactona i 60 gramos
Cloruro de paladio 0,1 gramos
Acido clorhidrico concentrado (37%4) 5 gotas.

Se afiadid la composicidn de este ejemplo & una eapa pro-

 tectora fotografica y se revistid un sustrato aislante con la capa
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protectora fotogrifica resultante. A continuacidn se imprimid
fotogrificamente dicha capa protectora, ¥y, a continuacidén del reve-
lado, se sumergid el sustrato en una solucidén de depdsito de co-
bre no electrolitico del tipo descrito en los Ejemplos 6-9. Se
obtuvo un buen depdsito de cobre no electrolitico sobre el dise-
flo de circuito impreso formado por la capa protectora fotogré-

fica cataliticamente activa.

EJEMPIO 2
N-metil-2-pirrolidona 50 gramos
Cloruro de peladio 0,5 gr.
Alcohol de diacetona 450 mililitros

Fue necesaria una agitacidn prolongade para asegurar
une solucidn completa del cloruro de paladio. Se affadid la so-
lucidn resultante a una variedad de materiasles de base termoplds-
ticos y termoestables y se usd también para impregnar tejido de
vidrio. A continuacidn de la evaporacidn del disolvente, se come
probd que las bases resultantes eran cataliticas respecto a la
recepcidn de metal no electrolitico.

Otras formag de realizacidn preferidas de soluciones
cataliticas gque pueden afiadirse a las resinas para producir bases

cataliticas incluyen:

| TABLA
Cloruro de paladio en tetrahidrofurano
Cloruro de paladio en dimetil sulféxido
Clorurc de paladio en dimetil sulfdéxido y cloruro de meti-
leno

Cloruro de paladio en dimetil formamida.
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Cloruro de paladio en celosolve acetedo

Cloruro de paladio en metil etil cetona

Cloruro de paladio en xileno

Cloruro de paladio en dcido acético

Cloruro de paladio en alcohol de tetrahidrofurfurilo
Cloruro de paladio en cloruro de metileno

Cloruro de oro en alcohol etilico

Cloroplatinato en alcohol etilico

De las soluciones catalizadoras enumeradas en la Tabla,
particulamente estable durante largos periodos dé tiempo es unz
solucidn de cloruro de paladio al 10% en una mezcla de dimetil
sulfdéxido y cloruro de metileno.

Segdin se desprende de cuanto antecede, las soluciones
catalizadoras del tipo descrito en los Ejemplos 1 y 2 ¥y en la Ta~
bla, ademds de ser muy Utiles para afiadirse a resinas termoesta-
bles o termoplésticas contentivas de sistemas para catalizarlas,
son ‘también apropiadas para impregnar materiales de revestimien-
t0, tales como capas protectoras fotograficas, papel, laminados
de tejido de vidrio y similares, paras hacer tales composiciones
catali{ticas. Estas soluciones cataliticas puede también usarse
por ejemplo en combinacidn con agentes sdlidos cataliticos para
fabricar pléasticos del tipo catalitico descrito, y para hacer ta-
les sistemas sensibles al depdsito de metal no electrolitico.

Los adhesivos aislantes cataliticos de este invento
comprenden un aglutinente resinoso adhesivo flexible del tipo des~
erito para asegurar una buena capacidad de enlace entre el depdsito
de metal no electrolitico y el susfrato. Al usar tales sistemas
basta sumergir el sustrato o pulverizarlo con los adhesivos cata-

liticos, después de lo cual el disolvente puede evaporarse por
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ejemplo mediante caldeo para depositar sobre el sustrato una resgi-
na adhesive flexible con el agente catalitico incorporado. Siste-

mas caracteristicos de este tipo se describen en los Ejemplos

3ab.
EJEMPLO 3
Se preparé un adhesivo catalitico segin la siguiente
formulacidns

GramosZLitro

Acetato de éter monoetilico de

etileno glicol (acetato celosolve) 600
Resina epoxi (ERL 2256) 109
Caucho de copolimero acrilonitrilo butadieno

Resina fendlica (SP 103) (Hycar 1312) gg
Resina fenblica (SP 126) : 20
Resina fenblica (SP 6600) 20
Acrilonitrilo-butadieno (Paracil €V) 144
Didxido de gflice (Cab-0-Sil) 50
Agente humectante {Igepal 430) 17,5

?e preparan solucicnes separadas de las siguientes
gales disolviendo éstas en 50 grs de N-metil-2-pirrolidona a tem-
peratura ambiente:
Cloruro de paladio
Cloruro ctprico
Nitrato de plata
Cloruro aurico
Las soluciones resultantes fueron mezcladas con una par-
te iguel en peso del aglutinante adhesivo. Cada uno de los siste-
mes de resina adhesiva resultante fueron usados con éxito para

catalizar una amplia variedad de sugsiratos pldsticos para el
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depdsito no electrolitico de cobre, usando bafios de cobre del

tipo descrito en el Ejemplo 7.

EJEMPLO
N-metil-2-~pirrolidona 50 gramos
5 Cloruro adirico 1,67 grs.
Adhesivo 10 300 grs.
EJEMPLO 5
N-nmetil-2-pirrolidona 50 grs.
Cloruro de paladio 1 gramo
10 Cloruro estannoso 1,13 grs.
Adhesivo 10 300 grs.
EJEMPLO 6
N-me{til-2-pirrolidona 40 grs.
Cloruro airico 1,67 grs.
15 Cloruro egtannoso 1,13 grs.
adhesgivo 10 300 grs.

En los ejemplos 4, 5 ¥y 6, el ingrediente degig~

nado como Adhegivo 10 corresponde = al siguilente sistema claro
adhesivo:
20 Metil etil cetona 1200 grs.
Aerilonitrilo~butadieno (Paracil GV) 72 gra.

Resina Ffendlica (SP 8014) 14 grs.
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Las soluciones de los Bjemplos 4, 5 ¥ 6 fueron usadas
como adhesivo catalitico pars termopldsticos de revestimiento
por inmersidén. Los plésticos revegtidos, cuando fueron sumergidos
en soluciones de depdsito de cobre no electrolitico del tipo
descrito en los Ejemplos 7 a 10 rdpida y efectivamente iniciaron
un depbsito de cobre no electrolitico en todas las areas de
superficie revestidas.

La adicidn de cloruro estannoso en los Ejemplos 4, 5 y 6
parecieron hacer los sistemas mds activos y mds responsivos en
cuanto a tiempo a la accidn de los bafios de cobre no electrolitico.

En la forma de realizacién de base catalitica del in-
vento, el sistema comprenderd una o mds de las resinas descritas
gue posean disuelto, disperso, reaccionando o formando complejo
con el agente catalitico sin disolvente auxiliar,

Segin ya se ha indicado, el adhesivo catalitico puede’
también usarse como tinta para pintar las areas superficiales
en las cuales se deposita metal no electrolitico,

Tambien podria imprimirse el adhesivo catalitico,
por ejemplo mediznte impresidén con pantalla de seda, sobre un
soporte aislante y curarse sobre el mismo.

Una estructura particularmente importante de la base
aislante catalftica sebrepara disolviendo o dispersando el agente
catalitico en una base aislante gque puede a su vez formarse en
un objeto tridimeneional, por ejemplo mediante moldeo. En esgta
forma de realizacidn, toda la composisidn es catalitica, de tal
forma que podrian formarse orificios o aberturas en el objeto
tridimensional. Cuaﬁdo tal articulo, contentivo de aberturas que
se extienden por debajo de la superficie respectiva, es sometido

a una solucidn de metal no eleetrolitico, éste se deposita
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précticamegte al instante gsobre las paredes que rodean las aber-
turas. Segin se ha puesto de manifiesto, esta estructura es espe—A
cialmente apropiada para fabricar disefios de circuitos impresos con
orificios traspasantes chapados, es decir, orificios que poseen
paredes circundanies chapadas con metal para formar conexiones
traspasantes entre dos superficies de la base catalitica aislante.

T{picante, las soluciones de depdsito de metal no elec~
trolitico autocataliticas susceptibles de usarse con las bases:
aislantes cataliticas y adhesivos deseritos comprenden una solu—
cidn acuosa de una sal soluble en agua del metal o metales que
han de depositarse, un agente reductor para los cationes de me-
tal, y un agente secuesitrante o formador de complejo para los
cationes de metal. La funcidn del agente formador de complejo o
secuestrante es formar un complejo soluble en agua con los catio-
nes metdlicos disueltos a f£in de mantener el metal en solucidn.

Ta funcidn del agente reductor es reducir el catidn metdlico a
metel en el momento apropiado, segin se describird con mayor
clarided més adelante.

Tales soluciones caracteristicas son las de cobre no
slectrolitico, niquel no electrolitico y oro no electrolitico. Ta-
les soluciones son bien cbnocidas en la industria y son capaces de
depositar autocataliticamente los metales identificados sin el uso
de elsctricidad.

Las soluciones caracteristicas de cobre no electrolitico
que pueden usarse son las que se describen en la patente U.S.A.
3,095.309, cuya descripcidn se incorpora agui como referencia. De
ordinario, tales soluciones comprenden ung fuente de suministro de
iones cupricos, por ejemplo sulfato de cobre, un agente reductor

para iones cipricos, por ejemplo formaldehido, un agente formador
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de complejo pars iones cipricos, por ejemplo dcido tetrasédico eti-
lenodiaminotetraacético, y un ajustador de valor pH, por ejemplo hi-
drdxido sédico.

Tos bafios de niquel no electrolitico caracteristicos que
pueden utilizarse se describen en Brenner, "lMetal Finishing", No-
viembre 1954, pigs. 68 a 76, incorporados equi porreferencia. Com~
prenden soluciones acttosas de una sal de niquel, tal como ¢loruro
de niguel; un agente redictor quimico activo para la sal de ni-
quel, tal como el ion de hipofosfito; y un agente formador de com-
plejo, tal como decidos carboxilicos ¥y sales respectivas.

Los bafios de chapado de oro no electrolitico que pueden
usarse se dan a conocer en la patente U.S.A. 2,976,181, incorporén-
dose aqui por referenecia, Contienen una sal de oro ligeramente so-
luble en agua, tal como cianuro de oro, un agente reductor para la
sal de oro, tal como el idn de hipofosfito, ¥y un agente quelador
o formador de complejo, tal como cianuro sddico o potdsico. El
ién de hipofosfito puede introducirse en forma del dcido y sales
respectivas, tal como ias sales sddicas, cdlcicas y amdnicas. El
fin del agente formador de complejo es mantener una parte relativa-
mente pequefia del oro en solucidn como un complejo de oro soluble
en agua, que permita a una narte relativamente grande &l oro per-
manecer fuera de la solueidn como reserva de oro. El valor pH del
bailo serd aproximedamente de 13,5 o entre aproximadamente 13 y 14
vy la proporcidén de radical hipofosfito a sal de oro insolu-

ble puede ser entre aproximadamente 0,33 y 10 a 1.



- 42 -

No se describirdn ejemplos especificos de baiios de depd-

sito de cobre no electrolitico apropizdos para uso.

EJEMPLO 7

v e e

Mbles(@itro

5 Sulfato de colre 0,03
Hidréxido sédico 0,125
Cianuro sddico 0,0004
Formaldehido 0,08
Etilenodiaminatetraacetado te-

10. trasddi. co 0,036
Azua Resto

Con esta base se opera con preferencia a una temperaztura
aproximada de 55¢C y depositard un revestimiento de cobre ddetil
no electrolitico de un espesor aproximado de 1 milésima de
15, pulgada en aproximadamente 51 horas.

Otros ejemplos de ballos apropiados son como sigue:

EJEMPLO 8

Moles/Litro

Sulfato de cobre 0,02

Hidrdxido sbédico 0,05
20. Cianurc sédico 0,0002

N-hidroxietiletilenodiaminatrig

cetato trisodico 0,032

Formaldehido 0,08

Agna Resto
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Con este bafio se opera con preferencia a una temperatura
aproximade de 562C, y depositara un revestimiento ée cobre dfctil
no electrolitico de un espesor aproximado de 1 milipulgada en 21
horas.

EJEMPLO 9

Moles/Litro

10.

15.

20.

Sulfato de cobre 0,05
Pentaacetato de dietilenotrig

mina 0,05
Borohidruro sbddico 0,009
Cianuro sddico 0,008
Valor pH 13
Tenperatura 252 C,

EJEHNPLO 10

Yoles/Litro

Sulfato de cobre 0,05
N-hidroxietiletilenodiamina-

triacetato 0,115
Cianuro sédico 0,0016
Borohidruro sbdico 0,008
Valor pH 13
Teuperatura 252 C.
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Utilizando Llos bafios de metal no electrolitico del tipo
deserito, pueden depositarse peliculas metdlicas conductoras ﬁuy
finas. De ordinario las pelicules metdlicas sobrepuestas por depd-
sito de metal no electrolftico oscilardn de 0,1 a % milipulgadas
de espesor, siendo uha distintae positilidad las pelfcules con un
egpesor incluse menor de 0,1 milipulgadas.

Las Tiguras 26 y 27 ilustran procedimientos adiciona-
les pare fabricar circuitos impresgos utilizandp las bases catalf-
ticés descritas anteriormente. En la figura 26A se ilustra una pie-
za en btruto que contiene une base catalitica 10, cada una de cuyas
superficies tiene adheridas a lz misma une fina pelicula de metal
14, En la Figure 26B, la superficie superior 14 estd revestida con
una médscars 20 dejando expuesto'un disefio de orificio 801. Ia
totalidad de la superficie inferior 14 estd también revestida con
una méscara 20. A continuacidn se somete el disefio de orificios
a un afaque quimico para desprender la chapa metdlica en el aree
801. Después se disponen orificios 22 en la piezé en bruto mediante
tecnicas de ataque quimico corrientes. Tembién se desprende la mAs~
cara 20. Segin se representa en la figura 26C, el orificio 22
se interrumpe en la superficie de la pelicula metdlica inferior 14.
A continuacién se somete la base resultente & une solucién de depde
gito de metal no electrolitico a fin de posar metal no eiectroli-
tico 700 solre las paredes del orificio 22 éircundadas por la ba-
se catalitica 10 asi como la pelfcula metdlice superior 14. EL
metal no electrolitico 700 se depositard también sobre la superfie
expueste de la ~pelicula metélica inferior 14. Seproporciona de
este modo una conexidn eléctrica entre lapelfcula metdlica supe-
rior 14 y la pelicula metdiice infericr 14 & través de la base

catalitica 10. Si se deseara, podrien formarse las paredes del
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orificio 22 conectando la pieza en bruto como uﬁ electrodo en una
solucidn de depbsito de metal electrolitico. Ie pieza en bruto
representada en C, que contiene el orificio traspasente chepado
2, podria llevar después sobrepucsto sobre ambas superficies supe;
rior e inferior un disefio de circuito impreso utilizendo las téc-
nices de impresidn y ateque quimico descritas anteriormente .
En otra forme de realizacidn, podrien imponerse disefios de cir-
cuito de impresidén y ataque quimico sobre las superficies antes
de someter la pieze en bruto al depdsito de metal no electrolitico.
En la TFigura 27 se representa un procedimiento modifice-
do para producir planchas de capas miltiples con conexiones eléc-
tricas traspasentes emtre las capes. En la Figura 27A sge muesira
une pieza en bruto que contiene peliculas metalices 710, 714 y 718
unidas el meterial de base catalitice intermedio 712 y 716. En la
Figura 27B se hen dispuesto en la pieza en bruto orificios 701
y 702. El orificio 70l se extiende 2 través de la pelicula meté~
lica 710. El orificio 702 se extiende a través de la pelicula
metdlica 710 base catalitica 712, pelfcula metdlice 714 y base
catalitica 716 y se interrumpe en la superficie superior de le pe-
1icula metdlice 718. A continmacidn, se somete la pieza en hruto
resultante a una solucidn de depdsito de metal no electrolitico
a fin de posar metal 700 solre las peliculas metdlicas expuestas
710 y 718 y sobre las paredes que rodean los orificiod 701 y 702.
El orificio 701 proporciona de t&l modo una conexion trespasente
entre 12 cape superior 710 y lelcape catel{tica intermedia 714 de la
base. ELl orificio 702 proporciona une conexidn eléctrica entre las
tres pelicules metdlicas, o sea 710, T14 y 718. Utilizando las tec-

nices de impresidn y ataque quimico del tipo descrito anterior-
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mente, podrian imponerse disefios de circuitos en ambas superfi-
cies expucstas superior e inferior 700 de la picza en bruto para de
tal modo proporcionar une plencha de capas miltiples con conexio-
nes de orificios traspasantes en puntos de penetracidn predetermina
dos o predefinidos. Al preparar las planchas de canas miltiples
utilizando los procedimientos descritos esquemdticamente en la
Tigura 27, la capa intermedia 714 podris ser bien una peiicula
metdlica continua, o alternativamente un disefio de circuito impre-
80 intermedio. Es obvio que en la estructura de la Figura 27 po-
drd{en formerse tantas capas como fuera necesario.

Ia Figura 28 ilustra otra forma de realizacidn de las
piezas en bruto cataliticas de este invento. En la Fizaura 28, 600
es una base aislante catalitica resﬁecto a2 la reeepcién de metal
no electrolitico. Sin embargo la capa superficial 802 es no cata;
1{tica. Lia superficie superior 803 de capa no catalitica 802
ge hella provista de un agente catalitico 804. Si se deseara, la
superficie inferior de la pieza en brubo 800 podrie también te~
ner una capa superficial no catalitica, cuya superficie expuesia
podria estar provista de un a2gente catalitico. Al fabricar la
pieza en bruto de la Figura 28, podria formarse una base cataliti-
ca 800 con una o ambas superficies cerradas segin ée describe ante-
riormente, de tal modo que las capas superficlales expuestas
no fueran cataliticamente activas, 0 sensiblemente inactivas cata-
1{ticamente. A cont;nuacién podria tratarse 1la mnieza en bruto re-
sultante con un dcido, por éjemplo sulfﬁrico; crémico, o una mez-
cla de crdmico y sulflrico, para abrir ls superficie expuesia y
hacerla de tal modo catalitica. Si se deseara, también podrian
tratarse las superficies cerradas con soluciones corrientes de sen~-

sibilizecién y tretemiento de superficie pars hocer ésta cetaliti-
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ca. Asl, la superficie o superficies cerradas podrian tratarse

con una solucidn acuosa acidica de iones de estafio estannoso se-
guido por una golucidn acuosa acidica de iones de metal precioso,

por ejemplo, reladio. Asimismo, la superficie o superficies cerra-

~das podrian tratarse con una solucidn acuosa acidice que compren—

diese iones de estafio estannoso y de metal precioso. Lag supers
flcies cerradas podrian también hacerse cataliticas mediante

las tintas cataliticas aqui descritas. Tembién podrian usarse
combinaciones de Los anteriores tratamientos de sensibilizacién
y tratamiento de superficie.Después de la sensibilizacion,la su-
perficie o superficies de l= pieza en bruto de la Figura 28 podria
metalizarse exponiendo la superficie o una parte de la misma a
una solucion de depdsito de metal no electrolitico. También PoO-
drfan disponerse orificios en la pieza en bruto y metaliser las
paredes respectivas exponiéndolas a soluciones de metal no elec-
trolitico, segin se describe enteriormente.

Otro método para fabricar circuitos impresos usando la
base catali{tica de este invento se ilustra en la Figura 29, Segin
se muestra en la Figura 294, la pieza en bruto inicial comprende
una base catalitica 900 que posee unidas a la misma capas metd-
licas 902 y 904. Usando una técnica de impresidn y ataque qui-
mico del tipo descrito emteriormente, se impone un cirouite 906
sobre la base catelitica 900. En le Pigura 29C el circuito 906
"se reviste con una méscara de material de soldadura 908 gque puede
ger permanente para dejar expuestas zonas 907 que definan puntos
de interconexidn entre los circuitos. En la Figare 29D se disponen
orificios 912 en las zonas 907. Después se expone la plancha de

circuitos, segin aparece en la Figura 29D, a una solucidn de
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depdsito de metal no electroiitico del tipo descrito a fin de
posér metel no electrolitico 916 sobre las paredes que circun=
dan los orificios y posar metal no electrolitico adicional 914
sobre las zonas que rodean los orificios segln se muestra en

la Figura 29E. En otra forme de realizacidn, la méscara de sol-
dadure representeda en 1la Figura 29D podria cubrir todo el disefio
de circuito con la excepcidn de los orificios per se. Cuendo se
expone la base resultante & metal no electrolitico, se chaparian
las paredes de los orificios pero no existirian zonas expuesias.
Le forma de reali¢acién de la Figura 29, incluyendo la alternati-
ve sugerida, representsa un proceso comercial importante para
practicar el invento aqui deserito.

Las composiciones cataliticas podria tembién hacerse
utilizando, como componente catalitico: 1) organo compucstos de
un Grupo 1B u 8 metel, o composiciones aislaptes que conteﬁgan
tales compuestos, incluyendo 2) rellenadores sblidos inertes ‘
que posean un depdsito comprensivo de un agente humechante catid=
nico, con preferencis uno que contenga fdésforo y nitrdgeno, y un
Grﬁpo 1B u 8 metel; y 3) minerales de arcilla cambizbles de base,
sluminosilicatos metalicos cristelinos o resines catidnicas de
trueque idnico que posean un catidn de un metel procedente del
Grupo 1B u 8 de la Tabla Periodica de Elementos.

Las'Figuras 19 y 24 degcritas supra ilustran estructuras
importantes del invento que pueden utilizarse con ventaje en 1a.
produccidén de planches de circuitos impresos de alta densidad.

En las Figuras 19 y 24, se describe un concepto de
utilizacidn de una méscara no registrada para producir orificios
traspasantes chapados sin bordes.

Hasta ahora, al producir planchas de circuitos impresos
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que poseen une elevada densidad de circuito por aerea ﬁnitaria,

se he expsrimentado dificulted debido al hecho de que los orifi-
cios en tales planchas: 1) tienden & presentar un didmetro extrema-
damente - pequefio; ¥y 2) tienden a estar extremadamente juntos, al
menos en algunas partes del circuito. En la practica cordente para 1
la fakricacidon de tales disefios de circuitos, se forma una plen- '
cha de orificios traspasentes cﬁapados con un circuito sobre une

o més superficies expuestas, y a continuacidn se imprime una mas-
cara de soldadura registreda sobre el disefio de circuito dejando
los orificios y bordes ( esto es, pequefias zZonas sobre la super~
ficie que rodea los orificios) expuestos. Posteriormente se cubre
el cireuito con material de soldadura sumergiéndolo por ejemplo

en un hefio de soldedura s fin de culrir los bhordes y los orificilos
La mascera protege la mayor parte del circuito de la capa de sol-
dadura y de este modo previene posibles cortocircuitos de las 1{-
neas conductoras que forman el disefio de eircuito.

Cuando la densidad del circuito es elevade, no obstante,
resulta en extremo dificil imprimir una miscara de soldadura re-
gistrada e fin de dejar expuestas las zonas circundantes & los
orificios; por la simple razdn de que se dispone de poco espacio li-
bre no cubierto por lineas conductoras o no ocupado por orificios
sobre la superficie de la planche. Por esta razdn, los bordes
consgtituyen un serio factor de limitacidén sobre la densidad de
lag planchas de circuitos impresos fabricadas convencionslmente.
Incluso cuando se toman grandes precauciones al imprimir la mésca~
ra de soldadura solbre planchag de circuitos de alta densidad del
tipo descrito, existe una gran posibilidad de que las méscaras

se rompan parcialmente, . haciendo con ello que la soldadura forme
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puente de un borde a otro, 1o cual a su vez se traduce en corto-
circuitos de la plancha terminada, o la miscara de soldadura pue-
de bloguear los orificios, impidiendo con ello una soldadura apro~-
piada.

Utilizendo la méscara no registrada de las figuras
19 y 24, tales problemas hasta ahora planieados en la fabricacidn
de planchas de circuitos impresos de alta densidad resultan sor-
prendentemente eliminados. Segln se representa en la figura 19 A-f,
gse produce en primer luger un disefio de circuito impreso 14 sobre
wna base aislante apropiada 10. Segin se muestrz en la Figura 19D,
se cubre por completo a comtinuacion el disefio de circuito con
wna miscare de soldadura 17, tras de lo cual se disponen orificios
que definen puntos traspasantes que se extienden a través de la més—
care y la plancha, segln se muestra en las Figuras 19E y 22. Segén
se represente en la figura 19E, la méscara cubre la totalidad del
disefio de circuito con la excepcidn del propio orificio 22. Segin
ge representa en la Figura 19F, se metaliza el orificio a conti-
nuacién mediante téenices spropiadas aqui descritas para propor-
cionar ung yared revestida de metal 24. Iea plancha de circuito col-
pletada comprendida en esta forma de reélizacién toma la forms re—~
presentada en la Figura 19F. Cuando kb plancha de circuito de la
figura 19F se somete 2 un bafio de soldadura, ésta se depoéita Gni-
camente en el depdsito de metal no electrolitico 24 sobre las pere-
des que rodean el orificio 22. La miscara 17 asegura que no se de-
posite soldadura alguna sobre la superficie de la plancha del cir-
cuito propiamente dicha. ‘Obsérvese asimismo la completa ausencia
de bordes. Este disposicidn elimina précticamente cualquier posibi-

lidad de que cualquier puente de soldadura o méscars blogueen los
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orificiosg, indépendiente de lo unidos que éstos se encuentren o

de lo elevado de la densided del circuito. En esta forme de rea-
lizacidn, figura 19F, conviene hacer observer que el chapado de

la pared 24 se extenderéd verticalmente asi como laterslmente. En

la préctice, por consiguiente, la méscara 17 se hard mis espesa

que ¢l espesor del chapado 24 en la forma que se representa en la
figure 45 (b) & fin de evitar que el chapado 24 alcence la parte su-
perior de la méscara que rodea los orificios, segﬁn se muestra en
la figura 45 (e), por ejemplo.

De modo_similar, en la forma de realizacidn de capas
miltiples representada en la Figura 24, las capas superior e infe-
rior expuestas del disefio de cirenito se cubren con una miscars
de soldadura permenente no registrada 201, segin se miestra en las
Figuras 24 D~F. Dado que los orificios 110 son sin borde, esta
técnica permite colocar los orificios extremademente juntos. Cuan-
do la plancha de circuitos de capas miltiples representada en la
figura 24F es chepade con soldadura mediente inmersidn en un bafio
de soldadura, &sta se josara Unicemente sobre las paredes 112 de
los orificios 110 y no gobre la superficie de la plancha, eliminen-
do con ello los problemas de formacidn de puentes de materiel de
goldadura. También agul, las midsceras se hardn mds espesas que el
espesor del depdsito 112, & fin de eviter que éste se extienda por
encine del borde de la mdscera que rodea los orificios, con objeto
de formar un orificio gue vosea la configuracidn de la Figura
45 (b) en lugar de la confizuracidn de orificio representada en
la figura 45 (e).

Como se comprenderd, esta técnica permite colocar los

orificios extremadamente juntos, fecilitando con ello la posibilidad
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de producir un disefio de cirecuito de alta densidad, ¥y ‘también re-
duce al minimo o elimina la eventuslidad de formacidn de puentes
de material de soldadura y mala alineacidn de la miscara de solda-
dura.

Puede producirse una amplia variedad de planchas de cir-
cuitos adicionales usando el concepto de méscara de soldadura per-
rmenente no registrads descrito en relacidn con las figuras 19y
24, y éstas no se describirén.

En su forma mds simple, este técnica puede userse pars
proporcionar une plancha de circuitos con orificios traspasantes
chapedos de un solo lado siguiendo la técnica ilustrads, por ejem-
plo, en la Figura 30} En lz figure 304 se rerrente una pieza en
bruto que comprende una base cataelitica 1000 con una fina peliculs
de metel 1400 unida & la nisma. En B en la Figura 30, se ha produ-
cido un disefio de circuito 1402 sobre la hese 1000 siguiendo los
principios de imvresidn y ataque quimico descritos anterior-
menté. En la Figura 30C, el disefio de circuito 1402 ha sido com~
pleto completamente con una m'ascara de soldadure permanare-1600.

En la figurse 30B se disponen luego orificios 1500 en la plancha.

-En la Tigure 30E, la planche he sido sometida 2 una solucidn de me-

tal no electrolitico pare depositar una capa & metsl no eleciroli-
tico 1502 sobre las paredes gure rodean los orificios 1500, En la
Figure 30E, obsérvese la susencia de bordes ¥ el hecho de que el
metal de los orificios cubre solemente una parte de los bordes

1601 de la mdscara permanente 1600 que rodez los orificios 1500.
Cuando es sometida a un befio de soldadura, ls plancha de la Figura
30E no recibird soldadura e la parte del borde Ge le mAscars 1601

que rodea los orificios contigua a la superficie respectiva. Obsérvg
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se sin embargo que el depdsito 1502 se exiiende por encims del
borde de la pered en la superficie inferior para former pequefios
ojetes en la parte inferior de la plancha.

Para eviter la formacidn de teles ojetes sobre la super-
ficie inferior, podria sobreponerse une méscars de resina perma-

nente 1600 sobre ambes superficlies de la plenche con el fin de red-

zar las ceracterfsticas aislantes de la plancha. Tales planchas

de circuitos de un solo lado tendrian el aspecto representado en
le Figure 31. También aqui, habrd de tenerse cuidado en emplear
una mdscara 1o suficientemente espesa como pare evitar que el depé—
sito de la pared del orificio se exlienda por encima del borde
horizontel de la mAscera que rodea el orificio.

Lo téenice rare producir planchas de orificios traspa-
santes chapados de doble lado utilizando este concepto de méscars
resinosa permanente nc registrada ha gido ya iiustrada en la Fi-
gura 19. .

Se observard que en la Figura 19, en la forma de rea-
lizacidn respectivae, el disefio de circuito originel 14 representado
en le Figura 19C, si se deseara, podria producirse por la téenica ..
de aditivos descrite anteriormente, en lugar de por la téenica
de impresién y ataque quimico. De forma similar, en las figuras 30
¥y 31, el disefio de circulto original 1402 podria producirse por
ls tecnica de aditivos en lugar de por la citeda de impresion y
ataque quimico.

Una forma de realizacién'para producir planchas de
orificios traspasantes chapados de capas miltiples utilizando el
concepto de médscara de resina permenente no regigtrada he sido -

ya ilustraeda en la Figura 24.
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In la Figura 32 se representa otra forme en la cual po-
drian usarse planches de orifiéios traspasantes chepados de carpes
miltiples utilizando el concepto d¢ méscara de resina permanente
no registrada descrito anteriormente. En la Figura 324 se repre~

Se senta une pieza en bruto gue comprende une base catalitica 1000
que lleva sobrepuesta sobre la misma una fina pelicule metdlica
1200.

En la Pigure 32B, se ha formado un disefio de circuiﬁo

impreso 1202 sobre la base catalitica 1000 utilizando une tecnice
10, de impresién y ataque quimico.

En la figure 32C, se ha sobrepuesto sobre el digefio de
circuito 1202 une pieza en bruto catalitica 1100 que comprende una
base catali{tica 1002 y una fina peliculs metdlica 1400. Una pieza
en bruto catalitice similar 1102 ha sido sobrepueste sobre la capa'

15. inferior de la base catalitica 1000 como se representa asimismo
| en la Migura 32¢. En 1a figure 32D, ge han formado disefios de cir-
- cuitos adiéionales 1404 sobre las capas de base catalitica superior
e inferior 1002 usando una técnica de impresién y ataque quimico.
Segin se muestra en la figura 32E, se reviste a cqntinuacién el di-
20. sefio de circuito, en sus partes superior e inferior, con una ndsca-
ra de soldadura permanente no registrada 1600. Luego se disponen los
orificios 1500 en la plancha de circuitos segin se representa en
la Figura 32F. Por ultimo se somete la planche & una solucidn
de depbsito de metel no electrolitico a fin de posar metal no
25.  electrolitico 1502 sobre las paredes que rodean los orificiocs 1500,
segin se muestra en la Figura 32G.°

La planche de circuvitos terminade podria entonces cha-

parse con material de soldadure sumergiéndole por ejemplo en un

bafio de soldadura a fin de revestir con ésta las paredes de los oriw
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ficios 1500, si se deseara. También agui, observese la ausencia
de bordes. ELl hecho de que lz méscara 160C rodea la entrada y se-
lide & le plancha de orificios 1500 tembién elimina la posibili-
dad de formacidn de puentes de material de soldadura.

En un nuevo refinamiento de le forma de realizacidén
representade en la Figura 32, podrian sobreponerse o disponerse
sobre la base 1000 mercas apropiadas en 1201, con preferencia an-
tes de proceder & la leminacidn de las piezas en brﬁto revestidas
de metal claramente representadas en 1100 y 1102. Estas merces
podrian usarse a modo.de ojos de tuey paredl registro de disefios
durante le impresidn de circuitos sobre las capas metélicas 1400.
Los ojos de buey 1201 pueden adquirir diversas formas. Asi, por
ejemplo, podrian ser orificios perforados o de otro mhdo previs-
tog en la base 100C los cueles podrien servir como. plano o sopor-
te para un disefio real de circuito, o ambos. En otra forma de rea-
lizacidn, los ojos de buey 1201 podrian tomar la forma de una
mancha o punto e metal producido por la téenica de impresidn y
atague quimico o bien de aditivos aqui descritas.

También debe ponerse de manifiesto que el disefio de
circuito inicial 1202 no necesita ser formado sobre el plano o..base
1000 mediante técnices de impresidén y atague quimico. De modo
sipilar, las piezas en bruto revestidas de metal 1100 y 1102 de
la Pigura 32 si se deseara podrisn reemplazerse simplemente por
une. base catalitica, tras de lo cual podrie formarse el disefio
de circuito 1404 mediante la téonica de aditivos en lugsr de im-
presibn y ateque quimico.

En la Figura 33 se represeﬁta otre forme de reelizacidn
para producir planchas de capas miltiples utilizando el concepto

de mésgcara de soldadura impresa no registrada.
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En la Figure 33A se representa una pieza en hrute que
comprende une base catalitica 1000 que posee sobrepuesgtas sobre
ambas superficies fines peliculas metdlicas 1200.

Usando unz tecnice de impresidn y ataque quimico, se
forme un disefio de circuito o tierra 1202 sobre la base 1000.
Tembién aqni, gi se desea, pueden formarse ojos de buey o marcas
de registro 1201 sobre la buse 1000 simultanesmente con la produc-
cién del primer circuito impreso o disefio a tierra 1202. En la
Tigura 33C, una pieza en bruto catalitice 1100 que comprende ung
base ocztelitica 1000 y una fina pelfcula metdlica 1400 ha sido
gobrepuesta sobre el disefio de circuito 1202 y laminada a la
base catalitica 1000.

Usando técnicas de impresidn y ataque quimico, se forma
un disefio de dreuito 1404 sobre la superficie de base 1002 y sobré
le superficie inferior de la base a tierra 1000 segin se represen—
ta en la Tigura D. En la Figura 33F une nédscara no registrada perme-
nente 1600 es laminada o de otro modo sobrepucsta sobre el disefio
de clrcuito 1404 de tal modo gue la plancha de tres caepas resul-
tantes aparece segin se muestre en ls Figura 33E. |

En la Figura 33F se disponen orificios 1500 en la plan-
cha, tras de lo cual se somete éste a una solucibn de depdsito
de metal no electrolitico a fin de poser metal sobre las paredes
que circunden los orificios. La plancha de circuitos de tres ca-
ras se representa en la Figuras 33G, en la cual 1501 se refiere
el metal que rodea las paredes de los orificios. También aqud,
observese la ausencia de bordes y la imposibilidad de formacién
de puentes de wmaterial de soldadura.

En la Figura 33, el disefio de circuito 1202 no necesita

formerse por la técnice de impresidn y ataque quimico. Mds bien
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podria formerse por el proceso de aditives aqui descrito. De
formae gimiler, la pieza en bruto 1100 no precisa ser una pleza
en bruto revestida de metal sino consistir simplemente en una
base catalitica., En tel forme de reelizacidn, tembién podrisn
producirse disefios de circuito 1404 mediante el empleo de la
técnica de editivos.

En la Figura 34 se representa una forma de realizacidn
particularnente importente del invento en la cual se proéuce
una plancha de circuitos con orlflcios traspasantec chapados de
cuatro capas gque contienen una mascara de soldadura permenente

no registrada. En la Figura 34A se representa una pieza en bruto

. que comprende una base 1000 con finas peliculas metdlicas 1200

sobrepuestas en la misma. En la figura 34B sé formen disefios

de cireuito de impresién y ataque quimico i202 sobre las capas
superior e inferior del plano a tierra 1600. En C, las piezas en
hruto 1100 y 1102 se hallen laminadas en las partes superior e
inferior a la base 100 y cubren los disefios de circuito 1202.
Tas piezag en bruto 1100 y 1102 comprenden una base cataliti-
ca 1002 y une fina pelicula metélica 1400.

En la Pigura 34D, se forman circuitos impresos adicio-
nales 1402 en las partes superior e inferior mediante tecnicas de
impresidn y ataque quimico. También aqui pucden usarse si se deses
ojos de buey o marces de registro 1201 para fines de registro en
le formacidn de disefios de circuito 1402. En le Pigure 34E, uns
miscara de soldadure no registrada permanente 1600 es laminzda
o0 de obro modo revestida sotre las superficies suyerior e infe-
rior de la plancha.

A continuacion, se disponen orificios 1500 que definen

puntos de perforacidén en la vlanche representade en la Figura 34F,
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Después.se somete ésta a un depdsito de metal no electrolitico

a fin de vosar metel en las paredes que rodean los orificios se-
gin se muestrs en la figure 34G. Tanbién aqui, en la forma de rea~
lizacibén de la Figura 34, no es necesario formar los disefios de
cireuito 1402 y 1202 empleando las técnices de impresién ¥ ata-
que quimico. Mis bien, cade uno de estos disefiog de cireuito po-
drien producirse usendo le téenice de aditivos aqui descrita. En
teles formas de realizacidn, seris eliminado el revestimiento
metdlico 1200 y 1400. ’

En la Figura 35 se -representa otra forma de realizacidn
del invento. En la Pigure 354 se nmuestra una pieza en bruto que
consiste en una base cetalitica 1000 que tiene sobrepuesta sobre
cada superficie una fina pelicula metdlica 1200. En la Figura
35B, usando la técnica de impresidn y ataque quimico, se sobrepo-'
nen disefios de cireultos 1202 sobre ambas superficies de la base
catalitica 1000. En la figura 35C, se sobrepone una pieza en bruto
catalitica o adhesivo catelitico 1610 sobre disefios conductores
1202, Aqui, la capa 1610 se convertird eventuvalmente en la mis-
cara de soldadura permenente no registrada. En la Figure 35D, se
disponen orificios 1500 en la plancha de circuitos resultante.

En la Figura 35E, se somete toda la plancha a una solucidén de depd-
sito de metal no electrolitico a fin de posar unz pelicula meté-
lica no electrolitica 1800 sobre toda la superficie de la mizcara
1610 y sobre las paredes 1501 que circundan los orificios 1500.
Conviene hacer observar en este sentido que dado que la mascara
1610 es catalitica, el metal se depositard sobre la superficie
expucsta de la miscara asi como sobre las paredes que rodean los

orificios cuando se exponga la plancha de circuitos de la figura
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35D, por inmersidn, 2 una solucidn de depdsito de metal no electro-
liticos. En la Figura 35F, une mAscara resinosa no permanente 2000
se gobrepone y reviste las superficies superior e inferior de la
plancha, dejando expuestos los orificios 1500. A continuacidn,
pucde someterse la plancha 2 gelvanizado a fin de former el depd-
sito de metal sobre las paredes que circundan los orificios segin
se representa en 2200 en la Fizura 35G. A continuacidn, se des-
vrende la mdscara no permanente 2000 para producir una plancha re-
presentada en la Figura 35H. Finaluente, se elimina pelicula no
electrolitica de metel 1800 sometiendo el panel a un rdpido
ataque quimico. Da plancha final tiene el aspecto gue se mues-
tra en la Figure 35I. Aqui, se observeréd que la mdscara de resina
permanente 1610 cubre la superficie total sobre las partes supe-
rior e inferior de la plancha dejando solo expuesto el orifido
traspasante chapado sin borde 1500.

En la forma de realizacidn de la Figura 35, estéd claro
que los disefios de circuito 1202 podrian formarse mediante la
tecnica de aditivos en luger de por impresidn y ataque quimico.

Conviene hacer observar que las estructuras de las
Figuras 19, 24 y 30-35 pueden producirse usando cqalquiera de las
piezas enfruto revresentadas en las Figuras 1, 2, 3, 4 ¥ ll-l}.

Asi; por ejemplo, la picza en bruto de la TFigura 16
en la cual un adhesivo catalitico 18 se hella sobrepuesto sobre
una base catalitica 10 podrie usarse para producir la plancha de
orificios traspasantes chapados de un solo lado con la migcara de
soldadura permanente no registrada representade en la Figura 36.
Bn la Figura 36, 10 es una base catalitica y 18 es un ahesivo

catalitico sobfepuesto sobre le base. EL ndmero 17 representsél
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diseﬁo de éircuito impreso y 16 representa la méscara de soldadura
permanente. En la Figuva 36, 1o pered del orificio 15 dispone de
un depdsito de metel 21 para formaer una cpnexién tragpasante. Ob-
servege que el chapado de la pared éel orificio se extiende por
encima del borde de la plancha en la superficie inferior formendo
un pequetio ojete expuesto 21i(a).

Para eviter le formacion de ojefes 25(a) sobre la super-
ficle inferior, ésta podrie revestirse con una miscara permanente
0 no permanente, segin sc muestra en la Figura 37.

En la Yigura 37 se representa unz planchs de orificios
traspasantes chapados a partir de la pieza en bruto de la Figura
13 utilizando él concepto de méscara resinosa permanente no regis-
trada. En la ¥igura 37, la plancha comprende una base catalitica
10, cuya superficie inferior comprende una capa resinosa aisglente
1l. En la superficie superior, la base 10 se halla revestida con
una capa 18 de un material adhesivd catelitico sobre la cual se ha
formado el disefio de circuito impreso 17. Una mascara de resina
permanente 16 cubre el disefio de circuito completamente. EL orifi-
cio 15 tiene sus paredes cubiertas con metal 21, que termina a
corta distancia de las superficies exteriores 16 y 1l.

En la Figura 38 se representa una plancha de orificios
traspasantes chapados fabricadae a partir de la pieza en bruto re-
presentada en la Figura 17. La plancha de la Figura 38 comprende
nna base catalitica 10 que tiene sobrepuesta sobre la misme capas
de adhesivo catalitico 18. El disefio de circuito impreso 17 se for-
me sobre la superficie superior del adhesivo 18. La méscara de
soldedure permanente 16 pubre la totalidad del disefio de cireuito.
El orificio 15 posee una pared chapada 2L. Aqul la pered chapzde

se extiende a la superficle inferior de la plancha. En la Figura 38,
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la capa de metal no electrolitico 21 se extenderd sobre l@ superfi-
cle inferior de tinta catalitica 18 formando ojetes segin se repre-
senta en 21(a) en la figura 36 a menos que dicha superficie seae
revestide con una mdscare temporal. Por consiguiente, para pfoducir
la plancha representada en la Figura 38, habrd de sobreponerse una
miscara temporal sokre la superficie inferior del adhesivo cate-
1{tico 18 antes de que se deposite el metel no electrolitico y arran-
carla después del depésito. En otra forma de realizacidn, la masca-
ra solre la superficie inferior podria ser permenente.

En las figures 36 al 38, los disefios de circuito adicione-
les podrisn imponerse sobre la superficie inferior asi como la
superficie superior de la base siguiendo las téenicas aquf descri-
tag.

En 1a Figura 39 se representa otra forma de realizacidn
del invento utilizando la técnica de mdscara no registrada. Segin
eata forma de ;ealizacién gse forma un diselio de circuito impreso
1202 sobre ambzs superficies del material de base catalitica 1000
segin se muesira en la Figura 39A. Tos .disefios de circuitos 1202
pueden formarse mediante la téenica de aditivos deserite enterior-
mente, es decir, mediante depdsito de metal no electrolitico solre
la base catel{tice 1000, o bien pueden formerse mediante une tecni-
ca de impresidén y ataque guimico, es decir, imprimiendo .y sometiendo
2 baio quimico a una chapa metdlice adheride & la base catalitica
1000. A continuacidn, se sobreponen las capas cataliticas 1601 y
1603 sobre el diseflo de circuito impreso 1202 segfin se muestra en
la Figura 39B. ILas capas cataliticas 1601 y 1603 pueden imponerse
sobre los disefios de circuito impreso pintando une tinta o resina
catalitica apropiada, laminando una pelicula de material catalitico

o por cualquier otra téenica apropieda aquf descrita. Sobrepuestas



5e

10,

15.

20,

25,

- 62 - B | l}'ﬁﬁiw;%

sobre las capas cataliticas 1601 y 1603 se hallan cepas 1602 y
1604 de un material resinoso no catalitico. En esta forma & realiza-
cidn, las miscaras no registradas comprenden la combinacidn de las
capas cataliticas 1601 y 1603 con las resinas no cataliticas 1602
y 1604, A continuacidn, segin se represente en la figura 39G, se
digponen orificios en la plancha resultante. Por ultimo, se expone
el panel & una solucidn de depésito de metal no electrolitico a
fin de’ posar metel no electrolitico sobre las paredes que rodean
los orificios segtin se representa en la Figura 39D. Conviene hacer
observar que la cape metédlica 1701 de los orificioes 1701 se exten-
derd por emcime de las méscaras 1602 y 1604 una distencia al menos
igual & su espesor. Para evitar la extensidn del chapado del orifi-
cio sobre los bordes de las<mésoaras 1602 y 1604 que rodean los
orificios, por consiguiente, debe ponerse cuidado en hacer estas
miscaras mis gruesas que el chapado 170L.

Pare situer las estrucfuras de las figuras 19, 24 y 30-39
¥ 45 en una perspective adecuada, conviene seﬁalar'que giempre
que la distancia entre los centros de los orificios en las planchas
de circuitos impresos‘de orificios traspasentes chapades es de
0,25 pulg. o inferior, las tecnicas de impresién mecénica fallan,
por lo cuzal cuando se deseen disefios de circuito de alta densidad
con una separacidn entre centros de orificios de 0,25 pulg. o
inferior, se utilizarén de ordinario técnicas de fotoimpresion.
BEs exactamente en tales planchas de alte densidad donde log bordes
que circundan los orificios causan las dificultades descritas ante-
riormente. El concepto de méscara de soldadura no registrads perme-
nente para producir orificios traspasantes chapados sin bordes
descrito en relacidén con los planos identificados es por tento

particularmente aplicable a la fabricacién de plenches de circuitos
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impresos con orificios traspasantes chapados cuyos centros se
hallan separados 0,25 pulg. o menos, es decir, entre aproxima-
demente 0,001 a 0,25 pulg.;yrarticularmente entre 0,005 y O,1
pulg.

Se observard por las figuras 19, 24, 30-39 y 45, que
no existe una demarcacidn definida entre partes traspesantes
chapadas y no chapadas de los orificios. Ademés, segin se ha
puesto ya de manifiesto, el dendsito sotre las paredes del ori=-
ficio crecerd simulténeamente en une direccidn verticel asi como
lateral y por consiguiente tenderd a extenderse y cubrir las
paredes de la méscars aislante que rodea el orificio, incluso
si la pared no es en si catalitica respecto & la recepcion de
metal no electrolitico, segin se muestra en la Figura 45.

las Flguras 45, 45(a), 45(b) y 45(c) ilustran secciones
transvergales ampliadas de las configuraciones de orificio tras-
pasante chapado en la enirada o galida de los orificios dentro
o fuera de las planchas de circuitos impresos representadas en
lasg figuras identificadas. '

Segin se representa en las figuras 45(a) y 45(c), redu~
ciendo el espesor de la mdscara aislante o dl depbsito de metal
sobre las paredes de los orificlos como aumentando la propor-
cidn o tiempo de depbdsito no electrolitico, podrfa hacerse que
el deposito sobre la pared se exbtendiese basta la superficie de
la méscara que rodea la pared e incluso por encima de la misma
para formar, espontineamente un ojete 1525 sobré la superficie
de la méscara. Cuando ésta es suficientemente gruesa, no obstan-
te, el chapado se interrumpird a corta distancia de la superfi-

cie de la mdscara formando orificios sin borde segin se muestra
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en lasg figuras 45 y 45(b).

En las figuras 45(b) y45(c), 1200 representa une pavte
de un disefio de circuito impreso & través del cual se extiende
el orificio.

En lag estructuras descritas anteriormente, por ejemplo
en las figures 19F y 24F por ejemplo, la entrada o salida del
orificlo con respecto a la plancha en sus partes superior e infe-
rior, poseen las configuraciones representadas en la figura 45(c)
De modo gimilar, en las figuras 30B, 31, 32G, 33G, 34G, 36, 37,

38 y 39D, el orificio contiguo & la méscara no registrada permanen-
te poseerd la configuracidn representada en las Figures 45 o 45(c).

El espesor relativo del chapado de la pared y miscaras
no registradas permenentes en la forma de realizacidn de las figu-
ras 19, 24 y 30-39, no obstante podria variarse si se deseara pro-
porcionando orificiés gue tuvieran salida o acceso a la planchse
del tipo representado en las Figuras 45(a) o 45(c), en lngar de
los orificios Gel tipo reprcsentado en las fimguras 45 y 45(b).

.Por supuesto, son stosibles estructuras de orificiocs de
acceso o salida que varien en cierto 1{mite entre las dos extremes
representadas en las figuras 45(a) y 45(e), por una parte, y figu-
ras 45 y 45(b), por la otra.

Cuando la densidad del circuito no es grande, o aprecia=-
ble las distencias entre los centros de los orificios, es declr,
cuando el area superficial no constituye un factor limitativo, el
concepto de wtilizar la méscara no registrada pare producir orifi-
cios traspasantes chapados rodeados por ojetes o bordes 1525, se-
gin se representa en las figuras 45(a) y 45(c) puede-uﬁilizarse

con ventaja.
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Debe subreyarse una vez mis gque el concepto de mdscera
aislante no regigirada permanente aquf deserito, si bien resulta
adecuado para la fabricacién de una amplia variedad de planchas de
circuitos impresos, posee ventajas excepéionales cuando se’usa
en ccmbinecidn con las bases catalitices descrites para producir
planchas de circuitos impresos de orificios trespusentes chapados
de clta densidad. Tal técnicm, 21 user los materisles identifica-
dos, representa sensiblemente el vnico modo préctico psra conse-
grir un chepado uniforme sobre las paredes de orificios de poco
tamafio y proporcién de elevado aspecto (pequefio difmetro con res-
pecto al espesor de la parte). Hasta ahors, usando técnicas y mate-
risles corrientes, el chapado de las paréﬁes de los orificios ha
mostrado tendencia & ser completamente irrezular.

EL concepto de mdscara de soldadura permenente no regis-
trade evita los problemas haste ahora descritos en la impresidn
de una méscsra aislante permanente. Segin se ha puesto anterior-
nmente de manifiesto, ¢s muy diffcil wtilizar conceptos modernos
de impresidn pera imprimir une méscera de soldadura vermenente
registrada sobre planchos en las cusles log centros de los orifi-
cioe se hallaen sepcrados 2 une digtencia menor de 125 milipulge- '
dag. E1 consumo en le industria es que cuendo loeg orificios se ha-
llen seperados menos de 100 milipulgadas, es précticamente imposi-
ble imprimir une wisccora de soldadura permenente registrada.

También debe hazcerse observaer que les bases aislentes
cateli{ticas usadas como piezas en bruto en la fabricacidn de plan-
chas de circuitos impresos aqui descritas realza en gran medida
el grado de confienza de las plenchas de circuitos. Con tales plan-

chas, las paredes de los orificlos son de oxrdinario receptives
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a la recepcibn de metel no electrolitico independientemente del
lugar donde estén colocados los orificios. Ademés, dado que el
agente catalitico forma parte integrante de la base aislante y se

halla disverso uniformemente a través de la misma, las posibili-

dades de obtener puntos muertos en lag paredes de los orificios

“resulta infinitesimal. En las anteriores téenicas de tratamiento

y sensibilizacion de superficie, existen una buens probabilided de
que el "tratamiento" caiga fuera de lzsz paredes del orificio produ=~
ciendo de tal modo puntos muertos que no gon chapados cuando se
expone la pared a wna solucidn de depdesito de metal no elzctroli~
tico. Das técnicas aqui descrites también poseen obvias ventajas

de coste y produccién con respecto & muchas de lss téenicas

de la inductria actual para la fabricacidn de planches ée orificios
trasnasantes chapados del tipo descrito.

El procedimiento para fabricar estructuras de circuitos
impresos de capas miltiples aqui descrito resulta apropiado para
realizar armaduras como las que se usan en motores de circuitos
impresos del tipo general descrito en la patehte Henry-Baudot
Fo. 3.144.574 cuye descripcidn se incorpora aqui por referencie.
Estas armaduras incluyen une esiructura de estdtor magnético que

proyorcions una digposicion planz anular de superiicies polares

de polaridades megnéticas alternas. Le armadura tiene forma de

un disco montado sobre un eje de rétor, segin se¢ muestra en la
Figura 40.

lia zrmedurs incluye un grean nimero de segmentos conduc-
tores que se extienden radialmente uniformemente distribuidos en
torno 8l area de entrehierro anuler contigue a las superficies de
polo magnédtico en la mdquina completada. Estos segmentos que se

extienden radialmente se hallan interconectados formando un bobinge
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do continuo que ¢s sensiblemente plano, o, en otras palabras, tiene
forma de un disco relativamente delgado. Lbs segmentos radiales
sucegivos del bobinado se hallen desplazados por une distancia apro-
ximadamente iguel a la distancia entre los centros de polo conti-
guog de la estructura de estéitor asociada y se hallan conectados en-
tre si de tal modo gue la corriente que pase por el bobinado se
desplazera en una direccidn a través de los polos horte megnéti-
cos estaclionarios y en direccidn opueéta o través de los polos sur.

En la estructura de armadura ilustrada en las figuras
40-43, los eegumentos conductores se hallan dispuestos en cuatro
capas seyaredas. Todos los seguentos conductores de una capa son
icvales. Tos csegmentos conductores de una capa se hallan dispues-
tos de tal menera que no se cruzan entre si, y, excepto un pequefio
espacio aislante entre conductores contiguos, los segmentos conduc-
tores cubren por completo el sector anular de la capa que se eX-
tiende en el entrehierro megnético del estdtor.

Segin se represente en la Figura 41, la capa superior
de segmentés cond..ctores comprende sectores centrales rectoz, de
proyeceidn radial, 500l. Estos sectores centrales se hallan conec- -
tados a zZonas terminales interiores 5002 y zonas fterminales exte-
riores 5003 por medio de segmentos arqueados 5004 y 5005 res-
pectivamente. Los desplazamientos angulares entre une zona terminel
interior 5002 y la zona terminel exterior asociada 5003 es eproxi-
madamente igual a la distancia entre centros de polos contignos
de la estructura de estator. Los segmentos arqueados interiores
5004 se extiernden lejos del sector central de los segmentos con-
ductores en une direccion semejente al movimiento del reloj para
conecter las zonag termineles interiores y los segmentos arguea-

dos exteriores 5004 se extienden lejos del sector central en une
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direccidn contraria sl movimiento del reloj para conectar lag zo~
nas terminales exteriores.

Lo segunda, tercers y cuarta capas ( a partir de la par-
te superior segin se ve en la Figura 41) incluyen asimismo sec-
torés centrales de proyeccidn radial 5011, 5021 y 5031 que conec=
tan, respectivamente, con les zonas terminales interiores 5012,
5022 y 5032, por medio de sectores arqueados interliores 5014,

5024 y 5034, y conectan con las zones terminales exteriores 5013,
5023 y 5033. Tios segmentos conductores de la segunda capa son
practicamente imégenes reflejadas de los segmentos conductores de
la capa primera ¢ guperior. En la segunde capa, el de5§1azamiénto
angular entre la zona terminal interior y las zones terminales
exteriores agociadas eg aproximedamente igual a la distencia
entre los centros de polos contiguos en la estruchura de estator;A
Las porciones arqueadas interiores 5014 se extienden lejos del
sector central 5011 en una direccidn contraria el movimiento del
reloj y las secclores arqueadas exteriores 5015 se extienden

lejos de los sectores centrales en unae direccidn semejante al

‘movimiento del reloj.

Las zonas terainales interiores 5022 y 5032 en la
gegunde y tercera capas, respectivamente, se hallan alineadas
sensiblemente en posicidn radial con sus zones terminales exte-
riores resnectivas 5023 y 5033, estando los sectores centrales
de proyeccidn radial 5021 y 5031 descentrados on respecto & las
miemas por une distancia angulsr aproximadamente iguai a la
mitad de la distancia entre los centros de polos contiguos del

estétor. Los segmentos conductores de la tercera capa son préc-
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ticamente imdgencs reflejadas de los segmentos conductores de la
cuarte capa y por tanto los segmentos arqueados interiores y ext?~
riores 5024 y 5025 de la ‘tercera capa se extienden lejos del seé—
tor centrel en une direceidn contraria el movimiento del reloj
mientras que log sectores arqueados 5034 y 5035 de la cuaria cape
se extienden lejos de los sectores centrales en la direccidn seme-
jante al movimiento del reloj.

Las zonas terminales interiores se hallan todas igual-
rmente distantes del centro de la armedura y estédn por tanto sobre-
puestas una a la otra. lag gonas terminales exteriores 5013 y
5023 de las capas segunda y tercera, o centrales, se hallan a
igunal distancia del centro de la armgdura. Las zonas termina-
les exteriores 5003 y 5033 de las capas superior e inferior se
extienden hacia fuera mds alld de los extremos de las zonas ter-
mineles exteriores de las capas cenirales, estando disnuestas las
zonas ternineles de le capza superior de tal modo que cubren las
zones termineles de la cape inferior.

La nmonera en la cual los segmentos conductores de les
cuatro capas se hallan conectades entre si se ilustra en la figura
42, Un segmento conductor 5001-5005 de la cepa superior ve concc-—
tado por su extremo exterior a un segmento conduetor 5031-5035
de la cava inferior por medio de una conexidn 5041 entre las zonas
terminales exteriorés 5003 y 5033; el segmento conductor de la
caypa inferior se halla conectado por su extremo interior & un
segmento conductor 5021-5025 de la tercera capa (contigua a la
inferior) por medio de una conexion 5042 entre las zones termina-
les 5022 y 5032; el segmento conductor de la tercera cape se halla

conectado por su extremo exterior a un segmento conductor



5011-5015 de la segunda caps por medio de una conexidn 5043 entre
las zones termineles 5013 y 5023; y el segmento conductor de la
segunda capa se halls a su vez conectado & un diferente segmento
conductor de la capa superior por medio de une conexidn 5044 entre
5. zonas terminsles 5012 y 5022, La interconexidn de los segmentos
cogductores continda de csta forma hasta que todos los segmentos
se hallan conectados formando un bobinado continuo.
Al consideraf cuatro segmentos sucesivos de proyeccidn
radiael en la srmadura completada, conviene hacer observar que los
10. sectores de proyeccidn radial de estos segmentos conductores de
las capas primera y tercera se hallan sobrepuestos entre si y en
la misma forma que los sectores de proyeccidn radial de los seg-
nentos conductores de logs capas segunda y cuarta se hallan entre
si sobrepuestos. Los desplazamientos angulares entre sectores su—
15. cesivos de proyeccidn radial son arroximademente iguales a la
distancia entre centros de polos contiguos del estétor. Se supone
gue lz corriente pasa en la armadura desde la zona terminal 5002
a la gona terminal 5012, y después 1la corriente pasa a través
de los sectores centrales 5001 y 5021 hacia fuera y a través de
20, los sectores centrales 501l y 5031 hacia dentro.
Segﬁn.se ilusgtra mejor en la Figura 42, las conexiones
5042 entre las dos capas superiores descansan sobre las conexio-
nes 5044 entre las dos capas inferiores, estando sisladas entre
sl estas conexiones por medio de una cape alglante intermedia. Lag
25. conexiones 5041 entre las capas superior e inferior se hallan
situadas cerca de la periferia de la ermedvrs y mis alla de los
extremos de las zonas ternineles 5013 y 5023 de las capas centre-

les de tal modo que dichas conexiones 5041 no interfieren con la
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disposicidn conductora de las capes centrales. Las conexiones
5043 se halla:r: interconectadas con las zones terminales 5013
y 5023 de les capss cenirales.

. Les técnicas aqul descrites pueden userse ventajosa-
mente en la fsbricacidn de armaduras de circuitos impresos del
tipo deserito. Ia Figurs 43 ilustra una forma de realizacidn
de una armaduvra de cuatro capas formada siguiendo tales técnicas.

En la Figura 43, la armadura de cuatrO'gapas se halls
formsds sobre una base cztalitica en forma de disco 1000. En el
proceso de fabricacidn, los segmentos conductores 5011-5015 y
5021-5025 de les capas centrales son primeramente iupuestos sobre
lados opuestos del materizl de base catalitica 1000 por medio de
la técnica de impresidn y ataque quimico y de aditivos descritas
enteriormente. A continuacidn se perforan los orificios 5053 a
través de les zones terminales exteriores 5013 y 5023 del material
de base catalitico 1000. Egstos drificios son chapados por comple-
to & continuacidn, por ejemplo por depdsito de metal no electroli-
tico, segin se describe anteriormente, para former conexiones
traspasantes 5043 entre los segmentos conductores 5011-5015 y
5021.-5025.

4 continuacidn, se forma una capa de material aislante
catalitico 1002 sobre cade uno de los segmentos conductores que
forman las capes centrales y después se forman las capas superior
e inferior de segmentos conductores 5001-5005 y 5031-5035, respec-
tivamente sobre las capas cataliticas, usendo también la téenica
de editivos o de impresidn y ataque quimico. Después se perforen
los orificics 5052 en el interior de la estructura desde la parte

superior a través de las zonas terminsles 5032 y 5022, estando
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geparados estos orificios por el material de base catalitica inte~
rior 1000, También se perforan los orificios 5051 a través de leg
zon2s terminales 5003 y 5033 pasendo a través de toda la estruc-
tura. Después los orificios 5051, 5052 y 5054, cuyas paredes son
catalitices, pueden someterse a una solucion de depdsito de metal
no electrolitico para simultdneamente posar metal no electrolitico
sobre la pared, estableciendo de ecste modo conexiones 5041, 5042

¥ 5044, respectivamente. Con preferenciz log escobillas para acti--
var la armadurs se hallan colocadas en posicidn pare apoyarse di-
rectamente contra una de las capas exteriores de meguentos conduc-
tores. Por consigﬁiente, los segmentos conductores de la capa
superior se dejen expuestos. Los sezmentos conduciores de le

capa inferior pueden dejarse expuesios o bien cubrirlos con una
capa resistente alslante 1600 segin se muestra en la Figura 42.

Le capa resistente 1600 podris tomar la forme de une méscara ais~
lante no registrada la cwal se impone sobre la superficie infe-
rior de la unidad antes de disponer los orificios 5051 y 5054,
segln se desprende de la descripcién que antecede.

La egtructura de bobinado de armadura completada puede
montarse sobre un eje de motor 5060 y va fijada entre las pesta-
fias de un2 estructura de buje 5061 montado sotre el eje, segln
se representa en la figura 40. Ta estructura de buje y el eje estar
aislados de los segmentos conductores expuestos por medio de
une. capa aislante apropiada, no representada.

La armedura de cvatro capas es meramente ilustrativa
y debe comprendérse que el procedimiento descrito es fécilmente
adaptable a la fabricacidn de armaduras que poseen cualquier ni-

mero de capas de bobinado, incluyendo armaduras de 2 capas,

4 capes, 6 capas, § capas, etf, En una armadura de dosﬁapas, oor

ejemplo, los orificios traspasantes chapados conectarian los

bobinados conductores que se forman sobre dos lados de un mate-~
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rial de base catalitico en forma de disco.

Una armadvra de dos capas del tipo descrito se represen-
ta en la figura 44 en la cual 6000 representa una bzse catalitica
en forma de un disco delgado que contiene un anillo enetral 6100.

Sobrepuestos sobre las superficies superior e inferior del disco

"6oc0 se encuentran log segmentos conductores 6200 y 6300, respec-

tivamente. Los orificios 6400, 6500, 6600 y 6700 con paredes cha-
padas producidos segln se describe anteriormente conectan eléctri-
camente los segmentos conductores 6200 y 6300 a fin de formar

un rizo continuo. Una o ambas superficies de la armadurs pueden
revestirse con una miscara permanente no registrada, tel como se
representa en 6800. La mdscara puede ser y es con preferencia una
méscare no registrada producida de acuerdo con las normes agui
contenidas. En las formas de realizacidn de 2 capas y de 4 capas
de las armaduras descritas en las Figuras. 43 y 44, respectivamen-
te, el chapado de las paredes de los orificios puede extenderse
sobré la méscara aislonte segun se muestra en las figuras 45(a) y
45(c) sobre una o ambes superficies exteriores formando ojetes
exteriores o bordes sobre tal miscara o mdscaras. En tal forma

de realizacidn, ambos disefios de circuito exteriores podrian
estar cublertos por las miscaras no regisradas, realizdndose
entonces el contacto por mcdio de las zonas de las mdscaras que
rodean los orificios.

Se comprenderd ¢ue en las plezas en bruto cubiertas, o
de otro modo revestidas de metal del tipo descrito en las Figu-
rags 1-4, 13 y 14, y a las que se hace referencia repetidamente
a través de la memoria, la capa metdlice pucde estar formeda
por cualquiera de los bien conocidos metales conductores, inclu-

yendo cobre, plata, oro, niquel, rodio, alwuinio y similares,
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incluso mezelas o aleaciones de taleg metales. EL cobre, el
aluminio, el niquel y la plata son vparticularmente preferidos.
Pare la metalizacidn de plédsticos, distinte a la fabri-
cacidn de circuitos impresos, una pieza en bruto preferida consis-
te en une bzse aislante poco costosa cuyo interior es no cataliti-

co, con un gel catalitico u otro tipo de revestimiento sobre una

o ambes superficies. Ia piel o revestimiento cataliiico podria mol-

dearse o eximsionarse sobre una o ambas superficies de la base
aislante. Cuando fuera necesario, tal articulo podria tratarse
para activar la parte de superficie catalitica, por ejemplo median
te tratamiento con un dcido o 4cidos oxidantes, por ejemplq ung
mezcla acuosa de acido cromico y dcido sulfirico,9 a la accidn

de otros sgentes degradantes apropiados capaces de desarrollar
nicroporos sobre la superficie que se extiende en sentido de pro-
fundidad en el interior de la pelicula o cape catalitice. Una
solucidn quimica corrosiva caracterfstica comprende 37 grs. de
bicromato potésico, 500 ml, de &cido sulféirico concentrado.y

500 ml de agua. Despnés de tratado con el agente oxidante o de
degradacion, el artfculo podris someterse & una solucidn de depd-
gito de metal no electrolitico & fin de :osar sobre la superficie
metal no electrolitico, tal como cobre no electrolitico, niquel

no electrolitico, plata no electrolitica, oro no electrolitico

¥ siﬁilares. Por consiguiente, el uso de esta pieza en bruto daria
como résultado una produccidn econdmica de articulos plésticos
metalizados, dado que los metales cataliticos costosos solamente
habria que wtilizarlos en finas peliculas o capas sobre una super-
figie 8 superficies de los articulos.

Pales articulos podrian fabricarse por ejemplo mediante
un proceso de extrusidn. En este caso, el material catelitico
podria extrusionarse simulténeamente 2l revestimiento sobre
una bese no catalitica asislante. En otra forma de realizacidn,

podria emplearse un proceso de moldeado en el cuzl la pelicule
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catal{tica podria moldearse por seperado o simultdneamente
sobre una base aislante no catalitica. En articulos de es-

te tipo, la base aislante y la piel o pelfcule superficisl
podrian ser del mismo o diferente sisteme de resina. Cuando
lag partes de base y plel se hacen del mismo sistema de re-—
gine, no existe distincidn ni discontinuidad entre las partes
catalitica y no catalftice de la base moldeada o de extrusidn.

En la figure 46, que ilustra tal forma de realizacidn
del invento, 6000 representa una base aislante no catalitica
que posee una capa superficial o pelicula 6010 que es catali-
tice respecto a la recepeidn de metal no electrolitico. Tal
articulo puede producirse fhcilmente en la forma ya descrita y
puede usarse para la metalizacidn econdmica de plésticos como
ya se ha indicado. El ndcleo ailslante 6000 de este articulo
se hzce con preferencia de resina o pldstico barato, ficilmen-
te obtenible, tal como acrilonitrilo-butedieno-cstireno (ABS)
poliesteres, fendlicos tales como fenol formeldehido y simile~
res. Cartén impregnado de fendlico es un sustrato particuler-
mente barato. Obviemente, no obstante, la base aiglante podria
ser cualquiera Ge las resinas descritas anteriormente como epro-
piadas para producir plezas en bruto eislantes.

Conviene poner de menifiesto que las tintas cataliti-
cas aqui descritas podrian userse pare producir disefios de cir-
cuitos impresos iaprimiendo un disefio positivo del circuito
sobre superficies no cataliticas, tales como las descritas en

las figuras 11, 12, 13, 14, 15 y similares y someter a coatinuea-



cién la base & un depdsito de metel no electrolitico. Estas .bintas
cataliticas poseen la ventaja de ser no cataliticas segﬁn ya se
ha indicado.

El invento, en sus aspectos més amplios, no se limita
a los egpecificas fases, métodos, composiciones y periecciong-
mientos aqul representados y descritos, sino que pueden realizarse
cambios deatro del alcance de las reivindicaciones que se acompa-
fian sin apertarse de Llos principlos del invento y sin sacrificar

sus principales ventajas.
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Se reivindica como nvevo ¥ de propia invencidn:

1.= Perfeccionamientos en la metalizacidn de sustra-
tos alglantes, cavacterizados porque, para fabricar planchas
de circuitos iupresos de orificlos transparentes chapados, se
ha previsto establecer lineas de conductores metdlicos en for-
ma de un primer diseilo de circuito sobre la superilcie de una
base aislante, revestir las lineas conductoras del disefio de
circuito con una miscara aislante no registrada y permenente,
proporcioner al menos un orificio que se extiende a travég de
la méscara no registrada permanente y va a dar @ la base en
un punto predeterminado, estando formada la pared lateral que
circunda el orificio de dichw base aislante y dicha nméscars
aiglante; y depositar metal en la pared de la base aislante que
rodea el orificioa fin de formar una conexidn eléctrica entre
la superficle de la bage aislanbte sobre la cual se hallan for-

madas dichas lineas conductoras y el interior de la base aislante.

2.~ Perfeccionauientos sesin reivindicaciones anterio=
res, caracterizados porque la base aislante es catalitica, por
todo su interior, respecto 2 la recepcidn de metal no electro-
Litico, y en el ocual la pared que rodes el orificio se metaliza
poniendola en contacto con una solucidén de devdsito de metazl

no electrolitico.

3.~ Perfeccionaientos segin reivindicaciones ante=
riores, caracterizados porque se contimia el dexbsito de metal
no electrolitico hasta former un depdsito al respecto sobre la

pared lateral de la méscara permanente no registrada gue rodea
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el orificio.

4.- Perfeccionanientos segin reivindicaciones an-
teriores, caracterizados porque se continda el depdsito de
metal no electrolitico hasta former un depdsito al respecto
gobre la superficie horizental del borde de la méscara per-

manente que rodem el orificio.

5.~ Perfeccionaientos sestin reivindicaciones an-
teriores, caracterizados porque la base aislante es cataliti-
ca, por todo su interior, respecto a la recepcidn de metal
no electrolitico, y en el cual las lineas conductoras se
adhieren al soporte aislante por medio de una resina adhesi-
va que es catalitica respecto o la recepcibn de metal no

electrolitico.

6.~ Perfeccionanientos segin reivindicaciones an-
teriores, caracterizados porque una suspcrficie de un soporie
aislante opuesta a la superficie citada anteriormente com-
prende un material aislante que no es catalitico respecto

a la recepcidn de metal no electrolitico.

T.= Perfeccionamientos segin reivindicaciones an-
teriores, caracterizados porque una segunda superficie del
goporte alslante opuesta a dicha superficie anterior se

o2

halla revestida cocn un material resinoso cztalitico respec-

t0 a la recepcidén de metal no electrolitico.

8.— Perfeccionanientos segin reivindicaciones ap-
Yeriores, caracterizados porcue una segunda superficie de
la base aislante opuesta a dicha superficie anterior posee

adherides a la nisma lineas conductoras de metal en forma
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de un segundo diseiio de circuito, estando revestidos el prime~
ro y segundo disefios de circuito con una méscara de soldadura

no rezlstrada.

9.~ Perfeccionamientos segin reivindicaciones ante-
riores, caracterizados porque una pluralidad de orificios que
ge extienden a través de la miscara y van a der a la base ais-
lante se hallan distuestos de tal manera que la separacidn en—
tre los centros de log orificios es aproximadsmente entre

0,0025 y 0,625 cm.

10.~ Perfecceionanientos segin reivindicuciones ante-
riores, caracterizadosg porque la planche resuliante se somete
a soldadura derretida a fin de depositar 8sta sobre la pared

gque rodea el orificio.

11.~ Perfeccionamientos sezin reivindicaciones an-—
teriores, caracterizados porque para formar planchas de ¢ir-
cuitos impresos bilaterales, de orificios traspasanfies chapa-
dos, se ha yrevisto establecer una base aislante con primera
y segunda superficies, establecer lineas conductoras metédlicas
en forma de un primer y seglindo disefios de circuitos impresos
en cada ubha de dichascuperiicies; revestir las lineas conduc=—
toras sobre awbas superficies con mdscaras no registradas
aislantes permanentes; proporcionar orificios en la plancha
en vunios predeterminados, extendiendose dichos orificios a
través de dichas méscaras y en el interior de la base aislante,
de tal modo que la miscara aislante forua una seccidn de las
paredes laterales que circunda y define los orificios; y depo~
sitar metal sobre las paredes de la base aislante que rodean

los orificios para consctar eléetricamente dichas paredes con
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lineas conductoras en dichos primero y segundo disefios de

cireuito.

12.= Perfeccionamientos segln reivindiczciones ante~
riorzs, caracterizados porquc, para fabricar planchas de cir-
cuitos impresos de orificios traspasantes chapados de tres
capas, 8in tierra, se ha previslto establecer una base aislan-
te con primera y segundé superficies;establecer lineas con-
ductoras metdlicas en forma de un primer disefio de circuito
gobre una de dichas superficics; revestir el primer disefio
de circuito con una resina alslante; formar un segundo disefio
de circuito sobre dicho maberiel aislante y un tercer disefio
de circuvito sobre lo gegunda superficie de la base alslante;
revestir el segundo y tercer disetios de circuito con mascaras
aislantes pevmanentes, no registradas; proporcionar orificios
que se extienden a través de las mdscaras sislantes al inte-
rior de la base alslante; y metalizaxr las paredes de la basge
aislante que circundan los orificios para consclar eléctrica~—
mente dichas paredes con lineas conductoras en dichos disefios

de circuivo.

13.= Perfeccionamientos sesin reivindicaciones an-
teriores, caracterizados porque dicha base aislante y dicho
ruovestiniento de resina aiclante son cataliticos en todas sus
partes interior.s respecto o la recevcidn de metal no electro—
1{tico, y en el cual las paredes que rodean los orificios sge
metalizan poniéndolas en contacio con una solucibn de depdsitio

de metal no elechrolitico,

14.~ Perfecclionanientos sesn relvindicaciones an—

teriores caracterizados porcue la base aislante es catalitica,
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por todo su interior respecto & la recepeidn de metal no

electroli.ico, v en el cual las lineas metdlicas en forma de di-
cefio de circuito impreso se establecen sobre la base imprimien~
do y sometiendo a atague guimico una pelicula de metal adherida

a dicha base.

15.= Perfeccionamientos segin reivindicaciones anterio-
res, caracterizados porgue la base aislante es catalitica, por
todo su interior, respecto a la recepcidn de metal no electroli-
tico, ¥ en el cual las lineas metdlicas en forma de primer di-
seiio de circuito impreso se sobreponen en dicha base sometien~
do ésta a una solucidn de desdsito de metal no electrolitico a
fin de depositar lineas metdlicas en forma de dicho primer

dice:’0 conductor.

16.~ Perfeccionaxientos sezin reivindicaciones an-
teriores, caracterizados porcue, para formar una plancha de
circuito iupreso de custro capas, se ha previsto establecer
une primers pleza en brubo coupuesta por una base aislante ca-
talitice vor todo su interior respecto a la recepeidn de metal
no electroiitico; couprendiendo dicha picza en bruto dichas
srinera y sepunda scverficles, tewmiendo dichas su erficies ad-
herida o las miswas unn pelicula fina uniteria de metal; im-
primir y somoter dichas pelfculas metdlicas a un ataque quimi-
co para Fformar vriwero y sejtindo diseios de circuito, respec-
tivenente, sobre la base aislantc; sobreponer sobre cada uno de
dichos diseilos conductores una ce.unde pieza en bruto que coue
prende una capa aislante catali{tica respecto a la recenc-.bn de
metal no elactrolitico y posee sobrepuesta sobre su superficie
exterior una velfcnla metdlice; imprimir y someter a ataque qui-

uico a cada una de lag peliculac metdlicas sobre cada una de

.
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dichas ge_undas piezas en bruto para formar uwa tercero ¥y cuarto
disetiog conductores; revesivir el tercero v cugrto diceiios con-
ductores con una miscara aislanbte permanente, no rezistrada;
proporcionar orificios que se extienden a través de dichas
ndscaras aislantes al menos al interior de dicha capa aislan-
te; y metalizar las parcdes que circundan los orificiog po-

aiéndolas en conbacto con una solucidn de depdsito de metbal

no electrolitico.

17.= Parfecciona.isnios sesin reivindicaciones ante=
riores, caracterizados vorgue, vara former una vlancha de
circuitos impresos de capas miltiples, se ha previsto estable-
cer una vieza en bruto compuesta por una base aislante cataliti-
ca por todo su interior respecto a la recencidn de mebtal no
electrolitico, teniendo dicha pieza en bruto dos superficies
separadas, cada una de las cuales posee adheridas a la misns
primers y segunde peliculas delgadas de metal, respectivemente;
imprimir y someter a atagque quimico dicha primera pelicula de
metal pars former un primer disefio conductor sobre dicha
cape aislante; sobrevoner dicho primer disciio conductor una
pieza en bruto que comprende un nmaterial aislante catalitico
por todo su interior respecio a la recepeidn de metsl no elec-
srolitico y que posse sobrepuesta o la misma una tercera pelicu—
la delgada de metal; imprimir y someber a atague quimico las
primera y seglinda peliculas de metel expuestas a fin de produ-
¢ir un sezundo disetio de circiuito impreso sobre dicho segundo
revestiniento aislante y un torcer diseiio de cireuito impreso
sobre dicha sezunda pelicula metdlica; revestir los disefios
de oircuitos impresos con una nméscara de soldadura no regis-

trada; disponer orificios en la unidad resultante que se
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extienden a través de la mascara Ge soldadura en el interior de
dicha unidad; y metalizar las naredes que circundan log orificios
poniéndoles en contacto con una solucidn de denbsitode metal no

electrolitico,

18.- Perfeccionaientos segin reivindicaciones anteriores
caracterizados porque, para formar una plancha de circuitos in-
presos con orificios traspasantes chapados, de capas miltiples,
sin tierra, se he previsto ectablecer una base aislante catalitica
por bsodo su interior respecto a la recepcidn de mebtal no elec—
trolitico; establecer una linea conductora metdlica en forma de un
disefio de ecircuito expuesto sobre dicno materisl aislante; reves-
tir el sezundo disetio dé circuito con una miscara de soldadura
no registrada; disponer orificios en el conjunto que se extienden
a través de la miscara de soldadura al menos en el interior
del material aislante; y depositar metal sobre las paredes que 7
rodean los orificios poniendolas en contacto con una solucidn de

netal no electrolitico.

19.~ Perfeccionamientos semin reivindicaciones ante-
riores, caracterizadosz porgue dicha base alslante constituye un
elemento rotor para una méquina eléctrica giraforia de tipo de
entrehierro axial y gue se extiende radialmente a partir de un
eje central; las lineas conductoras de cada superficie de dicha
base se extvienden redialmente a partir de dicho eje y estén es=
paciades angularmnente en torno al mismo formando disefios de cir-
cuito sobre cada superficie en forma de medio bovinado de motor;
los orificios metalizados constituyen conexiones de puente que
unen algunos Ge dicnos conductores que se extilenden radialmente
en cada uno de dichos dispositivos de circuito en serie, de tal

nodo que las lineas conductoras de loes disefios de circuito forman
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junto con dichos orificios metalizados un bobinado completo

continuo de motor.

20.- Perfeccionauientos segin reivindicaciones anterio-
res, caracterizados porqgue la plancha de circuito de cuatro ca=
pas constituye un elemento rotor pare una miquina eléctrice .
giratoria del tipo de entrehiemo axial; las lineas conductoras
de cada dimeflo de circuito se extienden radislmente desde dicho
ejo ¥ se hallan angularmentc espacladas en torno al mismo para
formar medio bobinado de motor; y dichos orificios metalizados
congtbltuyen conexiones de puente que unen algunos de log con-
ductores sucesivos que se-extienden radialmente en cades disefio

de circuito en serie & fin de formar bobinados de motor continuos.

21,- Perfeccionauientos segin reivindicaciones anterio-
res, caracterizados porque incluyen las fasges de montar el ele-
mento botor en un entrehierro entre medios generadores de flujo
megnético, siendo dichos medios generadores de flujo y dicho

rotor facilmente giratorios reciprocamente.

22,~ Perfeccionamientos segin reivindicaciones anterio-
res, caracterizados porque el dendsito de metal electrolitico se
teriina antes de que el dendsito sobre la pared del orificio al-
canze la superficie horizontal del borde de la miscara permanen—

te que rodea el orificio.

23.- Perfeccionamientos segin reivindicaciones ante—
riores, caracterizados porque la base aislante y la mascara son
cataliticas por todo su interior respecto a la recepcidn de metal
no electrolitico, y en el cual el conjunto; tras la formacibén del
orificio, es sometido a una solucidn de depdsito de metal no

eléctrolitico con el fin de depositar wna fina pelicula de metal
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no electrolitico sobre las superficies de la méscars y la pared
que rodea el orificio, se sobrepone un revestimiento de resina
no permanente sobre la pelicula de metal no electrolitico deposi-
tada sobre la superficie de la méscara, dejando los orificios
expuestos; se deposita por galvanizado un metal adicional sobre
las paredes de los orificios, se retira el revestimiento de re-
sina no permenente; se somete a atague quimico el panel resul-
tante para eliminar la pe:icula delgada de metal no electroliti-

co de la superficie de la mAscara de resina.

24 .~ Perfeccionanientos segun reivindicaciones ante-
riores, caracterizados porque, para fabricar una plancha de cir-
cuitos impresos de oritficios traspasantes chapados, de capas
miltiples, con al menos una capa de circuito interior, se ha
previsto establecer lineas conductoras metédlicas en forma de
un primer disefio conductor interior sobre una superficie de
una base aislante catalitica respecto al depdsito de metal no
electrolitico; proporcionar un primer diseiio de orificios en
dicha base en ountos predeterminados; chapap las paredes del
primer disefio de orificios con un metdl no electrolitico sometienw
do dicha base a una solucidn de depdsito de metal no electroli-
tico, a fin de proporcionar una conexidn eléctrica a través de
dichos orificios entre las superficies de la bame aislante; re-
vegtir ambas superficies de la base aislante inciuyendo los ori=-
ficios con una primera y sepunda cepa de un material aislante
catolitico respecto a la recepeidn de metal no electrolitico;
establecer un vrimer disefio de circuito exterior sobre la pri-
mera de dichas capas; disponer un sesundo disefio de orificios
que se extienden desde la superficie expuesta de una de dichas
capas al primer disefio conductor; y metalizar las paredes de

dichos orificios poniéndolos en contacto con una solucidn de
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depbsito de metal no slectrolitico.

25.~ Perfeccionanientos segin reivindicaciones an-
teriores, caracterizados poraue se forma un segundo disefio con—

ductor sobre una segunds suverficie de &icha base aiglante.

26.~ Perfeccionaiientos segin reivindicaciones anterio-
resg caracterizados porque se forme un segundo diseiio de circui-

to exterior gsobre la superficie expuesta de dicha segunda capa.

27.- Perfeccionauientos seszin reivindiczciones an-

teriores, caracterizados porque al menos uno de los orificiios

-

(AN

del segfindo disefio respechtivo se extiende dssde la superiicie

de dicha primera cape de material aislaonite a la superficie de
dicha segunda capa de material aiclante, estando revestida la pa~
red de dicho orificio con un depdsito de mebal no electrolitico

s fin de provorcionar una conexidn eléctrica entre las sﬁper—

ficies Ge dichas primerz y sesunda capa.

28.~ Perfeccionanientos se in reivindicaciones an-
teriores, caracterizados porgue al menos uno de los orificios
de dicho segundo rdisefio respectivo ge extiende desde la su=-
perficie de dicha primera capna de material aislante al primer

disefio de circuito interior.

29.— Pepfeccionamientos segin reivindicaciones ante=
riores, caracterizados porgue al menos un orificio de dicho
gesundo disefio respectivo se extiende desde la superficie de
dicha segunda capa de material eislante a la superficie de
dicha baege inberior, estando la nared de dicho orificlo reves-—
tide con un depdsito de material no eléctrolitico a fin de pro-

porcionar una conexidn elécirica entre la superficie de dicha

segunda capa y la base ailslante.
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30.— Perfeccionazientos segin reivindicaciones ante-
riores, caracterizados porgue dichos disefios de circuito se
hallan conectados en serie mediante orificios que poseen pa-

redes metalizadas.

31.= Perfeccionauientos sesiin reivindicaciones anterio-
res, caracterizados porgue los orificios de dic.o primer disefio
respectivo no esténdisvuestos en linea con los orificios de dicho

gegundo diseiio respectivo.

32.~ Perfeccionamientos segln reivindicaciones anterio~
res, caracterizados porque, para forwar conexiones eléctricas
en una base aislante, se ha vrevisto esbablecer uns base ais-
lante catalitica por todo su interior respecto a la recepcidn

de metal no eléctrolitico; revestir una superficie del material

de base don una miscara aislante; disponer al menos un orificio

en un punto predeterminado, yue se extiende a través de dicha
miscara en el interior de dicho material de base catalitica;
¥y poner en contacto las paredes de dicho orificio con una so-
lucibén de depdsito de metal no electrolitico para depositar
metal no electrolitico gobre las paredes de dicho material de

base catalitica que rodea el orificio.

33.- Perfeccionamientos se:in reivindicaciones anterio-
. o “.e ’ - .
res, caracterizados porgue se hace dicha méscara suficientenente
espesa coro para evitar aue el de-dsito de materiul no electro-
1itico se acerque al borde de lz méscara que circunda el orifi-

cio durante el deubsito de metal no electrolitico.

34.~ Perfeccionavientos se n reivindicaciones ante—
riorcs, caracterizados poryue se yrusigue el depbsito de metal

no electrolitico hasta gue el de_.dsito de metal no electrolitico



Vo

10

15

20

25

-88 -~

gobre la pared que circunda el orificio me extlende sengiblemente 4

borde de la mdscara que rodea el orificio.

35.= Perfeccionasientos segin reivindicaciones ante-

riores, caracterizados porque, pars formar conexiones eléctricas
.

en'un mabterial de base aislante, se ha previsto establecer un
material de base aislante catalitico por todec su inberior res—
pecto a la recepeidn de metal no electrolitico, siendo la super—
ficie de dicha base no catalitics respecto a la recepcidn de metal
no electrolitico; mroporcionar un orificio gue se extiende deade
una superficie al interior de la base; poner en contacto ésta
con una solucidn de depdsito no electrolitico; y mantener la
base en contacto con la solucidn hasta haber formado un depdsito
de metal no electrolitico sobre la pared gue circunda el orificio
y sobre la superficie de la base que roGea el orificio peara for-

mar une tlerra.

36.~ Perfeccionanientos seginreivindicaciones anterio-
res, caracterizados porque, para metalizar plésticos se ha pre-
vigho establecer une base aislante no catalitica respecto a la
recepeldn de metal no electrolitico, disponiendo diche base
de una capa superficial que es catalitica respecto a la recep=
cibn de metal no electrolitico; poner en contacto el material
de base resultante con una solucidn de depdsito de mebal no
electrolitico para formar un depbsito de metal no electrolitico
gsobre la superficic catalitica; y someter la superficie cetalitica
g un ataque quimico con un &cido oxidante antes de ponerla en

contacto con una solucidn de denbsito de metal no electrolitico.

37+~ PERFECCIONAITTENTOS BN TA NETALIZACTON DE SUSTRA-
TOS AISLANTES.
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Tel como se describe y reivindica en la presente Memo—
ria Degcriptive que consta de ochenta ymeve hojas escritas a

maguina por una sole cara y de sus correspondientes dibujos.

Madrid, 12 de Diciemgpre de 1.967
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